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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les dacuments ci-dessoiis:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

SQlLrces:

Lilletin de la CEI

B
Ahnuaire de la CEI
Publié annuellement
d

P

atalogue des publications de la CEI
ublié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminplogie

En ce qu| concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterala la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national ({VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés [traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets|sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.
Voir égal¢ment le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termgs et définitions figurant dans la présente publi-
cation ot été soit tirés du VEI, soit spécifiguement
approuvép aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les $ymboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes dlisage général approuvés par la. CEl, le lecteur
consulterg:

— |9 CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électfotechnique;

— |4 CEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur lp matériel. Index,-relevé et compilation des
feuillps individuelfés;

g CEl 617 Symboles graphiques pour schémas;

et pour lep appateils électromédicaux,

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

¢ Catalogue of IEC publications
Published yearly with\regular updates

Terminology

For general terminglogy, readers are referred tp IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV)| which is
issued in theform of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEY will be
supplied\on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or Have been
specifically approved for the purpose of this publigation.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the IEC for general use, readers are feferred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in plectrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for |use on
equipment. Index, survey and compilatidn of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrans;

and for medical electrical equipment,

— la— CET 878T Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— TEC 878 Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.


https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL 60748-22

STANDARD

Deuxieéme édition
Second edition

Dispositifs a semiconducteurs —
Circuits intégres —

Partie 22:

Spécification intermédiaire pour les circuits
intégrés a couches et les-circuits intégrés hybrid
a couches sur la base des procédures d'agréme
de savoir-faire

Semiconductor devices —
Integrated.circuits —

Part 22:

Sectional specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits on the basis of
the capability approval procedures

2S

ed

0 IEC 1997 Droits de reproduction réservés [ Copyright - all rights reser

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée No part of this publication may be reproduced or utilized in
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique any form or by any means, electronic or mechanical, including
ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans photocopying and microfilm, without permission in writing from

l'accord écrit de I'éditeur. the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

MemayHapoarHana 3nekrpotexHuueckan Komuceua

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX
International Electrotechnical Commission PRICE CODE

[ ] Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

QC 760200


https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

-2- 60748-22 © CEI:1997

SOMMAIRE
AV ANT -PROP O L.ttt ettt e et e e e e e e
Articles
1 Domaine d'application et Objet ...
2  Généralités, caractéristiques préférentielles, valeurs limites et sévérités
pour les essajs d’environnement
2.1 REFErenCes NOMALIVES . ...ciui ettt e e e (e .
2.4 Valeurs limites et caractéristiques préférentielles...........ccoveevviiivevnn N7 .
2.3 Informations a donner dans la spécification particuliére...................O.. V..o, .
3 Procédures d’agrément de savoir-faire..........ccoveeiveiniineiineineineine e e .
3.1 Choix des circuits d’agrément de savoir-faire (CQC) .........c... 8 i .
3.4 MOAEIES ASSOCIES ...cuuiiiiiiiiiiieiiiieeiir e Lo e .
3.3 Agrément de Savoir-faire.......ccoevuiiiiiiiiiiiieeie e S e .
3.4 Nouvelle présentation des lots refusés (contrble 1ot par 1ot) ..........cccceeeviiiinnnnns .
3.9 Etapes de fabrication dans une usine d’'un fabricant agréé,
située dans un pays qui n'est pas membre defa CEl...........cccooiiiiiiiiiiniinnennnn. .
Procédures d’'essais et de MeSUre ..........cooee . KO i .
Tapleaux pour [a MEthode B .........ooenii O e .
Annexgs
A Régles d’association pour I'agrément de savoir-faire.........c.o.ccoeveiiiiii i, .
B (;on_tenu minimal du manuelde savoir-faire du fabricant pour les circuits a couches
BPRISSES it B .
C Contenu minimal du manuel de savoir-faire du fabricant pour les circuits
A QOUCNES MM CES )ittt ettt e e et et e e e e eanns .
Tableapix
1 Programme d’essai pour procédure d’agrément de savoir-faire pour la méthode A...|.
2 Niyeaux d'assurance et criteres d’acceptation pour I'agrément de savoir-faire
pottaméthede A
3 Niveaux d'assurance et criteres d’acceptation pour le controle de conformité
de la qualité pour 1a METhOAE A......ciriii s
A SIBCHION et ittt

Programme d’essai pour la procédure d’agrément de savoir-faire pour la méthode B.

6 Niveaux d’'assurance et criteres d’acceptation pour I'agrément de savoir-faire
POUT 1a MELNOAE B ... e e een

7 Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour le contr6le de conformité

de

la qualité pour [a MELhOE B......cuiiiiiiiici e e

o o O O

12
12
14
14
32

32
32
34

48

82

102

18

24

26
30

38

40


https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

60748-22 © IEC:1997 -3 -

FOREWORD

CONTENTS

Clause

1
2

Annexqgs

A Stiuctural similarity rules for capability approval

B

C Mipimum contents of a manufacturer's capability manual for thin film circuits ......

Tables

1 Tept schedule for capability approval for method A........ccoooiiiiiiiii e,

2 Aspessmentievels and acceptance criteria for capability approval for method A..

3 Aspessment levels and acceptance criteria for quality conformance inspection
TOM METNO A e

4 Sc r-\nning

5 Test schedule for capability approval for method B...........ccoooiiiiiiiiiiiiin.

6 Assessment levels and acceptance criteria for capability approval for method B ..

7

SCOPE AN ODJECT ... e

General, preferred characteristics, ratings and severities for environmental tests

2. NOTMTativE TEfETENMCES .,
2.4 Preferred ratings and characteriStiCS.........coviviiiiiiiii e
2.3 Information to be given in a detail specification ..............c.coiiiiiiii et
Calpability approval proCedures .........ooeeeiiiiiiiiee e g
3.1 Selection of capability qualifying circuits (CQCS) ....c.vvevenrev b M,
3.4 Structural similarity .........ccooiiiiiiiii Em
3.3 Capability approval ........cocooieiiiii e

3.4 Resubmission of rejected lots (lot-by-lot inspection) .. & .0 ..o,

3.5 Manufacturing stages in a factory of an approved<manufacturer

Tept and measurement ProCERAUINES ... ...t e A ettt e et e et e e e eens
Taples for Method B . ... e

Minimum contents of a manufacturer's capability manual for thick film circuits.....

in @ NON-IEC member COUNTIY... ..ot e

Assessment levels and acceptance criteria for quality conformance inspection

L0 ] B 4 =1 Yo I =

© ©O© N g N

13
13
15
15
33

33
33
35

49
83
103

19
25

27
31
35
39

41


https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

1

2)

3)

4)

5)

6)

-4 - 60748-22 © CEI:1997

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES —

Partie 22: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés
a couches et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire
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AVANT-PROPOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale -de norn
(posée de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux.de|la CEl).
r objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de~nermalisation
haines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des
rnationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tou
onal intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internatiohales, gouverneme]

gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également~aux travaux. La CEl
itement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon-des conditions fixées p
e les deux organisations.

décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques, représentent,
bure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités 1
ressés sont représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme desrecommandations internationales. Ils son
me normes, rapports techniques ou guides et agréés.comme tels par les Comités nationaux.

s le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a
acon transparente, dans toute la mesure possible)les Normes internationales de la CEIl dans leur
onales et régionales. Toute divergence entre fa norme de la CEIl et la norme nationale ou

espondante doit étre indiquée en termes_clairs dans cette derniére.

CEl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbatio
bonsabilité n'est pas engagée quand,.dn matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

tention est attirée sur le fait que’certains des éléments de la présente Norme internationale peu
jet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre te
bonsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existe

La Nor
du co

e Internationale GEl 60748-22 a été établie par le sous-comité 47A : Circuits in
ité d'études 47(dela CEl: Dispositifs & semiconducteurs.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1992 et consti
révision technique:

alisation
La CEIl a
dans les
Normes
[ Comité
ntales et
Collabore
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dans la
ationaux

t publiés

hppliquer
5 normes
égionale

h et sa

ent faire
ue pour
ce.

tégrés,
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Cette norme/est une spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a coucheg
circuits|intégres hybrides a couches sur la base des procédures d’agrément de savoir-fgire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47A/446/FDIS 47A/478/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le systétme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS —

Part 22: Sectional specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits
on the basis of the capability approval procedures

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for ‘standgrdization
comiprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the |EC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the-electrical and glectronic
fiells. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Interhational Standardls. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee jdterested in the subject dealt
witlh may participate in this preparatory work. International, governmental and fgagn‘governmental orgahizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabopates”closely with the Intdrnational
Ordanization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betyveen the
twg organizations.

2) Thg formal decisions or agreements of the IEC on technical matfers express, as nearly as poskible, an
intdrnational consensus of opinion on the relevant subjects since‘each technical committee has reprepentation
from all interested National Committees.

3) Thg documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
forfn of standards, technical reports or guides and they“are accepted by the National Committees in that
serfse.

4) In ¢prder to promote international unification, IEC ,National Committees undertake to apply IEC Intdrnational
Standards transparently to the maximum extent ‘possible in their national and regional standafds. Any
divergence between the IEC Standard and the“corresponding national or regional standard shall be clearly
ind|cated in the latter.

5) Thg IEC provides no marking procedure(to indicate its approval and cannot be rendered responsiblg for any
eqyipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attgntion is drawn to the possibility sthat some of the elements of this International Standard maly be the
suljject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard JEC*60748-22 has been prepared by subcommittee 47A: Intggrated
circuits} of IEC technicalkcommittee 47: Semiconductor devices.

This sgcond editionccancels and replaces the first edition published in 1992 and constjtutes a
technicpl revision

This standard“is a sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated
circuits| ofi'the basis of the capability approval procedures.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47A/446/FDIS 47A/478/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES —

Partie 22: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés

a couches et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire

aine d'application et objet

Cette 3
intégré
dont la

L'objet

nominales et les caractéristiques, de choisir dans la spécification.générique les mé
5 et de mesures appropriées, et de donner les exigences de contréle a utiliser dans les

d'essai
spécifig
couche

Le con
pas né

Les ex

5 hybrides a couches, en tant que circuits sur catalogue ou construits asla de

pécification intermédiaire s'applique aux circuits intégrés a couches etCaux

gualité est garantie sur les bases de lI'agrément de savoir-faire.

ations particuliéres des circuits intégrés a couches et des.circuits intégrés hyj
S, rédigées suivant cette spécification.

cept de valeurs préférentielles s'applique directemént aux circuits sur catalogu
tessairement a ceux fabriqués a la demande.

référant a cette spécification intermédiaire sonttd'un niveau égal ou supérieur a celle

spécifig
autoris

ation intermédiaire auxquelles elles se.référent; des niveaux inférieurs ne s
BS.

gences et les sévérités des essais prescrits dans les spécifications particuli}res se

circuits

mande,

de cette spécification est de prescrire des valeurs préférentielles pour les |valeurs

thodes

rides a

e mais

de la
nt pas

Une ou plusieurs spécifications particulieres cadres sont associées a cette spéciffcation,

chacun
a 2.3 d
particu
selon |

I'agrémlent de savoir-fairesenraccord avec le systéme IECQ.

NOT
n'est
En g
s'app

bs limites définies par le fabricant dans son manuel de savoir-faire, et le main

F — Pour les procédures d'essai deux alternatives sont possibles: méthode A ou méthode B. Cep
pas autorisé de‘ehanger de méthode entre les essais de la méthode A ou de la méthode B.

liqgue mieux aux circuits intégrés a couches a technologie a semiconducteurs.

2 Gén

Eralités, caractéristiques préférentielles, valeurs limites et sévérités

pour les essais d'environnement

2.1 Références normatives

e portant un numéro CEI. Une spécification particuliére cadre, complétée conformnément
e cette spécification, constitue une spécification particuliere. De telles spécifications
ieres sont utilisées pour [*acceptation du circuit complet et pour l'octroi du savoir-faire

tien de

endant il

Enéral la niéthode A convient mieux aux circuits intégrés a couches passifs alors que la mé¢thode B

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CElI 60748.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 60748 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Les membres de la CEIl et de I'lISO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS —

Part 22: Sectional specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits
on the basis of the capability approval procedures

1 Scope and object

This sgctional specification applies to film integrated circuits and hybrid film integrated
manufgctured as catalogue circuits or as custom-built circuits whose quality is assessed
basis of capability approval.

The object of this specification is to present preferred values for ratingsqiand characteris
select from the generic specification the appropriate tests and measuring methods, and
genera| performance requirements to be used in detail specifications*for film integrated

and hy

The cd
necess

Test sg
specifig
permitt

rid film integrated circuits derived from this specification,

ncept of preferred values is directly applicable to(¢atalogue circuits but dg
arily apply to custom built circuits.

verities and requirements prescribed in detaik specifications referring to this s¢
ation are of equal or higher performance level, since lower performance levels
ed.

Associ

by an IEC number. A blank detail specification which has been completed as specified i
this spgcification, forms a detail spegcification. Such detail specifications are used
acceptance of a complete circuit, and“the granting of capability approval for the bound

capabil
approv

NOT
to ch

In ge|
is mg

2 Gen

2.1 Nq

ted with this specification are one @rmore blank detail specifications, each refe

ty identified by the manufacturer in his capability manual and maintenance of c4g
bl in accordance with thé IECQ system.

F — For test procedures.two alternatives are available: Method A or method B; however, it is not
ange the methods between tests of method A, respectively B.

heral, method A is_niore suitable for passive component based film integrated circuits, whereas
re applicable to'semiconductor integrated circuit technology based film integrated circuits.

eral, preferred characteristics, ratings and severities for environmental tests

Drinative references

circuits
on the

tics, to
to give
circuits

es not

bctional
are not

renced
h 2.3 of
for the
aries of
pability

bermitted

hethod B

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60748. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60748 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.
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CEI 60063: 1963, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs
CEI 60068-1: 1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
CEI 60440: 1973, Méthode de mesure de la non-linéarité des résistances

CEIl 60748-20: 1988, Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 20:
Spécification générique pour les circuits intégrés a couches et les circuits intégrés hybrides a
couches

CEl 60748-20- 1 1994 D/sposn‘/fs a sem/conducteurs - C/rcu1ts /ntegres — Partie 20:

<

I I L 12 H A
Speclfl,auuu ycucuquc HUUI 1Co LrllbLllLJ llllcleD a cuUuUvCIliCo CL ICo LrllbLllLJ IIILCHICJ lly}.. rldes a

couchds — Section 1: Exigences pour I'examen visuel interne

CEIl 60y48-21: 1997, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés ~' Partigf 21 -
Spécifigation intermédiaire pour les circuits intégrés a couches et les circuits'intégrés Hybrides
a couches sur la base des procédures d'homologation

CEIl 60y48-22-1: 1997, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits (;intégrés — Parti¢ 22-1:
Spécification particuliére cadre pour les circuits intégrés a couches et les circuits Intégrés
hybridgs a couches sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire

2.2 Valeurs limites et caractéristiques préférentielles

Les valeurs préférentielles des tensions et des courafts’sont données dans la CEIl 6p747-1;
pour lgs résistances et les condensateurs, les valeurs préférentielles sont données fans la
CEI 60063; pour les circuits construits a la demande, on peut choisir toutes les valeurs et
toutes les tolérances.

Les cirfuits couverts par la présente norme sont classés en catégories climatiques s¢lon les
régles générales indiquées dans la CEl 60068-1.

Les s4vérités pour les essais ‘du froid et en chaleur seche sont respectivement les
tempérptures minimale et maximale de catégorie. En raison de la fabrication de ¢ertains
circuits|, ces températures peuvent se situer entre deux des températures préférgntielles
donnéds dans la CEIl 60068-2. Dans ce cas, on doit choisir la température préférentiellel la plus
prochela l'intérieur de la.gamme de température du circuit pour cette sévérité.

2.3 Informations a_donner dans une spécification particuliére

Les spécifications particuliéres doivent étre dérivées de la spécification particuliérg cadre
applicable.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas spécifier de sévérités inférieures & cellds de la
spécification générique ou intermédiaire. Lorsque des exigences plus sévéres sont introduites,
elles doivent étre détaillées dans la spécification particuliére et indiquées dans le programme
d'essais, par un astérisque par exemple.

NOTE - Les dimensions, caractéristiques et valeurs limites peuvent étre présentées, par commodité, sous
forme de tableaux.

Les informations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particuliere et les
valeurs mentionnées doivent étre choisies de préférence dans l'article ou le paragraphe
approprié de cette spécification intermédiaire.
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IEC 60063: 1963, Preferred number series for resistors and capacitors

IEC 60068-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60440: 1973, Method of measurement of non-linearity in resistors

IEC 60748-20: 1988, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits

IEC 60748-20-1: 1994, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits — Section 1:
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IEC 60
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IEC 60
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The se

748-21: 1997, Semiconductor devices — Integrated circuits — Sectional spécificd
bgrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of qualification a
ire

ation for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis

ity approval procedures

eferred rating and characteristics

ces may be chosen.

rules given in IEC 60068-1.

respeclively. Because of the constrliction of some circuits, these temperatures wil

betwee
preferr

2.3 In

Detail S

Detail
specifig
specifiq

NOT

h two of the preferred temperatures given in IEC 60068-2. In this event, the
bd temperature within thesaetual range of the circuit shall be chosen for this seve

formation to be given~in a detail specification

pecifications shall"be derived from the relevant blank detail specifications.

ation. WWhen more severe requirements are included, they shall be listed in th
ation and indicated in the test schedules, for example by an asterisk.

F - The information given on dimensions, characteristics and ratings may, for convenience, be pre

tion for
pproval

748-22-1: 1997, Semiconductor devices — Integrated circuits =/Rart 22-1: Blank detail

5 of the

bd values of voltages and currents are given™in IEC 60747-1; for resistdrs and
prs preferred values are given in IEC 60063; for ‘Custom-built circuits, any valyes and

cuits covered by this standard are classified into climatic categories according to the

verities for the cold and dry heat-tests are the lower and upper category tempgratures

| occur
nearest

ity.

bpecifications shall not specify severities inferior to those of the generic or séctional

b detail

bented in

tabul

ar form.

The following information shall be given in each detail specification and the values quoted shall
preferably be selected from those given in the appropriate clause or subclause of this sectional
specification.


https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

-10- 60748-22 © CEI:1997

Chaque spécification particuliere doit indiquer tous les essais et mesures exigés pour les
contréles lot par lot et essais périodiques. Elle doit comprendre au minimum les essais
applicables donnés dans cette spécification avec les méthodes et les sévérités.

Les essais d’environnement, les mesures, les sévérités et les mesures finales des essais
périodiques doivent étre donnés dans les spécifications particulieres des circuits d’agrément
de savoir-faire (CQC). lIs doivent étre conformes aux parties applicables de la spécification
générique et de cette spécification.

2.3.1 Dessin d'encombrement et dimensions

Une représentation du circuit doit étre donnée pour pouvoir facilement le reconnaitre et le
compa . i i 5 eeT, T affectent
I'interchangeabilité et le montage, doivent étre données dans la spécification particuliere.
Toutes|les dimensions doivent étre en millimetres.

Des vdleurs numériques doivent étre normalement données pour la longueur; la largeur, la
hauteur du corps, I'espace entre les connexions ou, pour les types cylindriques, le diametre du
corps, la longueur et le diameétre des connexions.

Si nécgssaire, par exemple lorsqu'une spécification particuliere couvre plus d'un boitier, les
dimensjons et leurs tolérances associées doivent étre présentées dans un tableau sous le
dessin.

Quand [la configuration est différente de celle décrite plus haut, la spécification particuli¢re doit
préciselr les informations dimensionnelles pour décrire‘correctement le circuit.

2.3.2 Montage

La spétification particuliére doit prescrire la_méthode de montage pour une utilisation normale
et pour] I'application des essais de vibratiofis et de secousses ou de chocs. La conception du
circuit peut étre telle que des systémes\spéciaux de montage peuvent étre exigés pour son
utilisatipn. Dans ce cas, la spécificatian particuliére doit les prescrire et ils doivent étre |utilisés
pour les essais de vibrations et de.secousses ou de chocs.

2.3.3 J$évérités pour les essais.d’environnement

La spécification particuliere” doit spécifier la méthode d'essai et les sévérités apprppriées
choisiep dans la section4/de la spécification générique.

2.3.4 Marquage

La sp{cification particuliéere doit spécifier le contenu du marquage sur le circuit|et sur
I'emballage.primaire. Les différences par rapport & 2.6 de la spécification générique |doivent
étre dopnées avec précision.

2.3.5 Informations pour la commande

La spécification particuliere doit indiquer que les informations suivantes sont exigées pour la
commande des circuits:
a) le type de circuit (par exemple circuit intégré hybride a couche épaisse);

b) le numéro et I'édition de la spécification particuliere avec la référence du modeéle et le
niveau d'assurance (s'il y a lieu);

¢) la fonction du circuit (s'il y a lieu);
d) les caractéristiques fonctionnelles fondamentales avec leurs tolérances (s'il y a lieu).
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Each detail specification shall state all the tests and measurements required for lot-by-lot
inspection and periodic testing. This shall, as a minimum, include the relevant tests given in
this specification with methods and severities.

Environmental tests, measurements, severities, and end-point limits for periodic tests shall be
included in the detail specifications for the capability qualifying circuits (CQCs). They shall be
in accordance with the applicable parts of the generic specification and this specification.

2.3.1 Outline drawing and dimensions

There shall be an illustration of the circuit as an aid to easy recognition and for comparison of
the circuit with others. Dimensions and their associated tolerances, which affect
interchamgeatyitity armd ooty stattoegiverr i the detaitspetifications At dimeTsions shall
be stated in millimetres.

Normally, numerical values shall be given for the length, width and height of the body, and the
termindtion spacing or for cylindrical types, the body diameter, and the length and diameter of
the terrinations.

When necessary, for example when a detail specification covers mare-than one packgge, the
dimensjons and their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing

When the configuration is other than described above, the detail specification shall state such
dimensjonal information so as to adequately describe the circuit.

2.3.2 Mounting
The defail specification shall prescribe the method-of mounting to be applied for nornal use,
and for| the application of the vibration, and the~bump or shock tests. The design of the circuit
may be such that special mounting fixtures, are required in its use. In this case, th¢ detail

specifigation shall prescribe the mounting fixtures and they shall be used in the application of
the vibfation and bump or shock tests.

2.3.3 $everities for environmental tests

The defail specification shall préscribe the appropriate method of testing and the appfopriate
severities selected from segtion 4 of the generic specification.

2.3.4 Marking

The deftail specification shall prescribe the content of the marking on the circuit and|on the
primary package)yDeviations from 2.6 of the generic specification shall be specifically stated.

2.3.5 Ordering information

The detail specification shall prescribe that the following information is required when ordering
circuits:
a) circuit type (e.g. hybrid thick film integrated circuit);

b) number and issue of the detail specification with style reference and assessment level (if
appropriate);

¢) function of the circuit (if appropriate);
d) basic functional characteristics with tolerance (if appropriate).
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2.3.6 Informations supplémentaires (non applicables aux exigences de contrdle)

La spécification particuliere peut comporter des informations, qu'il n'est normalement pas
nécessaire de vérifier par la procédure de contrdle, telles que schémas, courbes, dessins et
notes nécessaires pour clarifier la spécification particuliéere.

3 Procédures d'agrément de savoir-faire

Voir 3.6 de la spécification générique avec les particularités suivantes:

3.1 Choix des circuits d’agrément de savoir-faire (CQC)

3.1.1 §

a) ¢
prog

et/ou

b) ¢

Pour les essais de qualification, les CQC doivent provenir des sources suivantes:

rcuits spéciaux congus pour qualifier les régles de conception, les procédés
uits

rcuits destinés a étre livrés aux clients.

et les

Tout ol partie de ces CQC combiné aux véhicules d'essais doit(étre tel qu'ils permeftent de

vérifier
compri

Les bo

les régles de conception complétes, les matériaux et.l€s procédés de fabric
5 les procédés sous-traités.

rnes des éléments a couches et des composants rapportés utilisés pour I'ass

ption, y

urance
ce des

ites de

s sont

doivent] étre accessibles individuellement pour les mésures électriques sans influen
autres gléments du circuit.
3.1.2 Les CQC doivent étre utilisés pour effectuer les essais prescrits pour l'agrément de
savoir-faire, pour les essais périodiques et.pour démontrer a 'ONS que, pour les lim
conception :
a) lgs limites de performance déclarées pour chaque type d'élément a couche
atteintes ;
b) lgs limites climatiques (et\"de robustesse mécanique déclarées pour les str

destinées a la livraison sont'tenues;

c) lg
dang

3.1.3
considd
respect

s performances gélectriques fonctionnelles déclarées dans le manuel de savoir
les spécifications particuliéres sont tenues.

| es circuifs—qui ont été homologués conformément a la CEl 60748-21 peuvs
rés comme des CQC pour l'agrément de savoir-faire (si les exigences de 3.1
ées),‘avec I'agrément de I'ONS en ce qui concerne les regles d'association déclg

3.14

uctures

faire et

nt étre
.1 sont
rées.

Jn-fabricant qui a obtenu l'agrément de savoir-faire peut obtenir une homaol

gation

séparée pour tout circuit de sa fabrication, si tous les essais de la CEl 60748-21 ont été
effectués avec succes.

3.1.5 Un fabricant utilisant des circuits a la demande parmi ceux choisis comme CQC peut
changer les types essayés conformément a son plan de fabrication. Dans ce cas, les CQC
n'ont pas besoin nécessairement d'assurer en permanence toutes les limites déclarées de son
savoir-faire, mais ils doivent étre représentatifs de ceux livrés pendant toute la période de

I'agrém

Le choi

ent en cours.

x des CQC qu'il a établi doit étre a la disposition de I'ONS.
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2.3.6 Additional information (not for inspection purposes)

The detail specification may include information which is not normally required to be verified by
the inspection procedure, such as circuit diagrams, curves, drawings and notes needed for
clarification.

3 Capability approval procedures

See 3.6 of the generic specification with the following details:

3.1 Selection of capability qualifying circuits (CQCSs)

3.1.1 7
a) s
and/or
b) c

Any or
the con

process$

Termin
individu

3.1.2
periodi

a) p
b) €
and

[he CQCs for approval testing shall be taken from the following sources:

pecial circuits designed to qualify the design rules, processes and products;

rcuits intended for shipment to customers.

all of these CQCs in combination with process test vehicles,shall be adequate to
nplete design rules, material and manufacturing processes,\including any subcor

p .

ations of film elements and added components used for assessment s
ally accessible for electrical measurement witheut.nfluence from other circuit ele

The CQCs shall be used to carry out the tests prescribed for capability approval
L testing, and hence to demonstrate to theANSI that for limiting design layouts:

erformance limits claimed for individual film element types are achieved,;
nvironmental limits claimed for structures intended for shipment are met;

assess
tracted

hall be
ments.

and for

c) thhe electrical function perfGrmances claimed in the capability manual and the detail

speq

3.1.3

ifications are met.

Circuits which have teceived qualification approval according to IEC 60748-21

countef as CQCs (provided the requirements of 3.1.1 have been met) for the purp

capabil

3.1.4
qualific|
IEC 60

ty approval, subject to NSI agreement on relevant structural similarity claims.

A manufacturer who has received capability approval is permitted to obtain a s
ption-approval for any individual circuit he makes, provided that all appropriate te
/48-21 has been completed successfully.

may be
bses of

Eparate
sting of

3.1.5 A manufacturer using customer circuits among those selected as CQCs may vary the
types tested according to his production plan. In this case the CQCs need not necessarily
assess all the claimed limits of his capability all the time, but they shall be representative of
those released during the current maintenance of approval period.

His CQ

C selection shall be made available to the NSI.
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3.1.6 Lorsqu'une procédure de fabrication se partage en deux ou plusieurs procédures aprés
un procédé commun, par exemple l'encapsulation, un échantillon unique peut fournir
I'assurance du procédé commun.

3.1.7 Lorsqu'un fabricant effectue des essais de sélection sur tous les circuits, comme
procédure normale de production, il peut utiliser des CQC ayant subi cette sélection pour
I'agrément.

Lorsque la sélection initiale n'est pas normalement effectuée ou est en option, l'agrément
s'effectuera sur des produits n'ayant pas subi la sélection.

3.2 Modéles associés

a) Avant de commencer le programme d'agrément, les CQC doivent étre chaisis| par le
contréleur du fabricant en accord avec I'ONS.

b) Lles régles d'association applicables aux groupements de dispositifs finis pour leq essais
électrigues, dimensionnels, climatiques et de robustesse mécanique sont donnéds dans
I'annexe A.

¢) des regles doivent étre utilisées comme base du choix pour-lagrément. Elles [doivent
étre| aussi utilisées pour déterminer si de nouveaux circuits petwvent étre inclus ¢lans le
domjaine du savoir-faire existant ou si une extension est nécessaire pour permetfre leur
acceptation.

d) Si des CQC sont associables pour une séquence d'essais, ils peuvent étre groupgs pour
former la quantité exigée dans les tableaux d'essais.\ Chaque séquence d'essaiq a ses
progres régles d'association et ses propres criteresqvoir annexe A).

3.3 Agrément de savoir-faire

3.3.1 les procédures pour I'agrément de savoir-faire sont données en 3.6 de la spécifigation
généridue.

Les tajleaux d'essais pour l'agrémentide savoir-faire par les CQC et pour le contrbélg de la
conformité de la qualité (essais lot par lot et essais périodiques) prescrivent ensemble un
programnme d'essai minimal sur les gircuits finis.

Le fabficant peut choisir le_niveau d'assurance K, L ou M qu'il souhaite adopter, majs avec
I'agrément de savoir-fairessibhe peut livrer les produits que de la fagon suivante :

Niveau d’assurance Niveau d’assurance utilisé pour
I'acceptation des produits
K K, LouM
LouM
M M

NOTE - Pour indiquer les composants non qualifiés, on utilisera si nécessaire le suffixe «N». Voir 3.6.2.3 de la
spécification générique.

Un fabricant peut passer son agrément a un niveau supérieur en suivant les procédures
données dans la spécification générique et il peut passer a un niveau inférieur sans autre essai
périodique jusqu'a l'expiration de la période en cours. Dans tous les cas, I'ONS doit en étre
averti.

Tout essai complémentaire exigé pour des applications spécifiques doit étre donné dans la
spécification particuliére et faire I'objet d'un accord entre le client et le fabricant.

Les limites électriques apres essai pour les essais climatiques et de robustesse mécanique
applicables doivent étre données dans la spécification particuliére.
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3.1.6 When production material divides into separate processes after a common process, for
example, encapsulation, the common or example process can be assessed by a single sample.

3.1.7 Where a manufacturer carries out screening tests on all circuits, as a normal production
process, he may use screened CQCs for approval.

Where initial screening is not normally carried out, or is an option, approval will be carried out
on unscreened products.

3.2 Structural similarity

a) The CQCs shall be selected by the manufacturer's chief inspector and agreed by the NSI
befdre commencing the approval programme.

b) Hules for structural similarity applicable to the grouping of completedOcirctits for
elecfrical, dimensional and environmental tests are given in annex A.

c) Tlhese rules shall be used to establish the basis of selection for approval,They shall also
be ysed to determine whether new circuits are within the existing approved capalility, or
reqyire its extension to enable their release.

d) Where CQCs are structurally similar for a test sequence, they(may be grouped tpgether
to fgrm the required numbers in the test tables. Each test sequence has its own stfuctural
similarity rules and criteria (see annex A).

3.3 Capability approval
3.3.1 The procedures for capability approval are giveniin 3.6 of the generic specification.

The tegt tables for capability approval by CQCs and’ quality conformance inspection (Igt-by-lot
and pefiodic tests) collectively prescribe the minimium test programme on completed cirguits.

The manufacturer may select which assessment level K, L or M he wishes to includg, but a
manufgcturer with approved capability may only release products as follows:

Assessmerntllevel Release assessment levels
K K,LorM
L LorM
M M

NOTE — The suffix*N" is used, if necessary, to denote non-qualified components. See 3.6.2.3 of the generic
speciffication.

A manyfacturer may upgrade the assessment level of his approval by following the progedures
given in‘the generic specification and he may downgrade without further periodic testing until
current test interval dates expire. In enher case the NSI shall be notified.

Any additional test required for specific applications shall be given in the detail specification
and be subject to agreement between customer and manufacturer.

The post-test electrical limits for the relevant environmental tests shall be given in the detail
specification.
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3.3.2 Livraison avant achéevement des essais du groupe B

Lorsqu'il est nécessaire de constituer des lots sur des périodes prolongées, dans le cas d'une
fabrication de petite quantité, un fabricant peut, avec l'accord du client, livrer des produits
avant d'effectuer les essais de groupe B, a condition que le lot précédent de circuits identiques
ait donné satisfaction.

Il doit, dans ce cas, indiquer clairement dans les documents de livraison correspondants que
les circuits sont livrés selon 3.3.2 de la présente spécification et achever les essais dans un
délai d'un mois aprés la livraison.

Au cas ou un échec apparaitrait au cours des essais cllmathues et mecamques tous les
produitg fvrésatavarnce peuvent faire tobjet oo retour oo Etre s e atternte;, setom fa raison
de I'échec.

3.3.3 Agrément de savoir-faire (procédures de I'échantillon d'effectif fixe)
3.3.3.1| Echantillonnage

L'effectif de I'échantillon et les critéeres d'acceptation dépendent du nivéau d'assurance déclaré
et sont|détaillés dans les tableaux 2 ou 6.

Quand |des groupes supplémentaires sont introduits dans le programme d'essais, le nombre de
circuits| exigé pour le groupe «0» doit étre augmenté du méme nombre de pieces gle celui
exigé pour les groupes supplémentaires.

3.3.3.2| Essais

Les espais des tableaux 1 ou 5 sont destinés ayvalider les régles de conception, malériaux,
procédes, pieéces détachées et gamme de boitiers par des essais effectués sur la tota]ité des
CQC ef des véhicules d'essais.

Pour dhaque groupe d'essais, différents CQC peuvent étre regroupés selon les| régles
d'assogiation données dans lI'annexe A, pour atteindre le nombre de spécimens exigés pour ce
groupe

La sérip complete d'essais,spécifiés dans les tableaux 1 ou 5 est exigée pour l'agrément du
savoir-faire couvert par Iésmanuel de savoir-faire. Les essais de chaque groupe doivént étre
exécutés dans l'ordre donné.

La partlie requise/de I'échantillon doit subir les essais du groupe «0» et ensuite la totplité de
I'échantillon doit €tre partagée entre les autres groupes.

Les cirpuits~défectueux au cours des essais du groupe «0» ne doivent pas étre utilisg¢s dans
les autles.groupes.

Un «dispositif défectueux» est compté quand un CQC n'a pas satisfait a la totalité ou a une
partie des essais d'un groupe.

L'agrément est accordé quand le nombre de dispositifs défectueux n'excéde pas le nombre
spécifié de dispositifs défectueux autorisé pour chaque groupe ou sous-groupe et le nombre
total de dispositifs défectueux autorisé.
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3.3.2 Release for delivery before completion of group B tests

Due to the need for extended periods of lot collection from small quantity production batches, a
manufacturer may, with the agreement of the customer, release products in advance of group

B tests

provided that the previous lot of identical circuits passed satisfactorily.

In this case, he shall indicate clearly on relevant release documents that circuits are released
under 3.3.2 of this standard and complete the tests within one month of despatch.

In the event of subsequent failure to meet environmental tests, all products which have been
released in advance may be subject to recall or quarantine, dependent on the reason for

failure.

3.3.3
3.3.3.1

The sa

Capability approval (fixed sample size procedures)
Sampling

mple size and criteria of acceptability depend on the assessment level which is

and arq detailed in table 2 or 6.

When
for gro

3.3.3.2

Tests i
and pa

For eal
similari

The co
covere
order.

The re
total s

dditional groups are introduced into the test schedule, the-number of circuits r
p "0" shall be increased by the same number as that required for the additional ¢

Tests

n table 1 or 5 are intended to validate the design_rules, materials, processes, pied
ckage range by testing all the CQCs and process'test vehicles.

Ch test group, different CQCs may be~gfouped together according to the st
ty rules given in annex A, to reach the, required number of samples for that group

mplete series of tests specified invtable 1 or 5 is required for the approval of ca
I by the capability manual. The tests in each group shall be carried out in th

uired portions of the sample shall be subjected to the tests of group "0" and t
mple divided for thetather groups.

Circuitg found defective during the tests of group "0" shall not be used for the other grou

One "d
group.

The ap

efective/~is. counted when a CQC has not satisfied the whole or part of the teg

laimed

equired
roups.

e parts

uctural

pability
b given

hen the

ps.

ts of a

proval is granted when the number of defectives does not exceed the specified

humber

of permissible defectives for each group or subgroup and the total number of permissible
defectives.
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Tableau 1 — Programme d’essais pour procédure d’agrément de savoir-faire
pour la méthode A

L'effectif de I'échantillon et les critéres d'acceptation sont détaillés pour chaque niveau

d'assurance dans le tableau 2.

Les numéros des paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification

générique.

examen du marquage

Numéros de paragraphes, essais et D ou ND Conditions d’essais Exigences
séquences d’essais de contrdle
Groupe 0 8)
Sous-grqupe 01 ND
4.3.1 Examen visuel interne avant
encapsulation
Sous-grqupe 02a ND
4.3.2 Examen visuel externe et
examen marquage
Sous-grqupe 02b ND
4.3.3 Dimensions
Sous-grqupe 035 7) D
4.5.16 |Inflammabilité induite (pour
information uniquement)
Sous-grqupe 04 1) ND
4.5.9 Etanchéité
Sous-grqupe 05 ND
4.4.11 |Caractéristiques électriques
statiques et dynamiques
principales a la température
ambiante
Sous-grqupe 06 ND
4.4.11 |Caractéristiques électriques
statiques et dynamiques
principales aux températures
extrémes de fonctionnemeht
Groupe ] — Séquence 1) 2) D/ND
Mesures|initiales 4.4.11  Sous-groupe 05
4.5.6 Vibrations, balayage de
fréquence.-et
4.5.7 |accélération constante ou ®
4.5.5 Chocs et
4.5.7 acCélération constante
Mesures fimates 459___Flancheite
4.4.11 Sous-groupe 05
Groupe 2 — Séquence D
Mesures initiales 4.4.11  Sous-groupe 05
4.5.11 Résistance a la chaleur de
soudage
4.5.15.2 Résistance aux solvants 7)
4.5.8 Variation de température
4.5.3 Essai continu de chaleur
humide 4
Mesures finales 4.5.9 Etanchéité 1)
4.4.1 Sous-groupe 05
4.3.2 Examen visuel externe et

Les notes sont a la fin du tableau

(suite)



https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

60748-22 © IEC:1997

- 19

Table 1 — Test schedule for capability approval for method A

Sample sizes and acceptance criteria are detailed for each assessment level in table 2

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Subclause numbers, tests and test

sequences

D or ND

Test conditions

Performance
requirements

Group 0

431

Subgroup 01

Precap visual examination

ND

8)

Subgroug
4.3.2

Subgroug
4.3.3

02a
External visual and marking
examination

Dimensions

ND

Subgroup
4.5.16

0397

Induced flammability
(for information only)

Subgroup
4.5.9

041

Sealing

ND

Subgroug
4.4.11

05

Major static and dynamic electrical
characteristics at room temperature

ND

Subgroug
4.4.11

06

Major static and dynamic electrical
characteristics at extreme operating
temperatures

ND

Group 1 1
Initial me

4.5.6
457

or3)

455
4.5.7

Final meg

Sequence 1) 2)
hsurements

Vibrations, swept frequency and
Acceleration, steady-state

Shock and
Acceleration, steady-state

surements

D/IND

4.4.11

459
4.4.11

Subgroup 05

Sealing
Subgroup 05

Group 2 |
Initial me

4511

Sequenee
hsurements

Resistance to soldering heat

4.4.11

Subgroup 05

4.5.15.2
458
453

Resistance to solvents 7)
Change of temperature

Damp heat, steady-state 4

Final measurements

4.5.9
4.4.11
4.3.2

Sealing 1)

Subgroup 05

External visual and marking
examination

For the notes, see the end of the table

(continued)
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Numéros de paragraphes, essais et D ou ND Conditions d’essais Exigences

séquences d’essais de contrdle

Groupe 3 — Séquence %) D

4.5.10 Soudabilité

4.5.12.1 Traction

4.5.12.3 Pliage (fils ou méplats)

Mesures finales 4.5.9 Etanchéité 1)
ou 3

4.5.10 Soudabilité

4.5.12.1| Traction

4.5.12.3| Pliage (rangée)

4.5.12.2| Poussée

Mesures|finales 4.5.9 Etanchéité 1)

Groupe 4 — Séquence ND

Mesures|initiales 4.4.11  Sous-groupel 05

4.5.2 Froid Température: ¢,. *C

4.5.1 Stockage a haute température Température:™.. °C

Mesures|finales 4.4.11 <_Sous-groupe 05

Groupe § D

Mesures|initiales

4.5.14 Endurance: 1 000 h

Endurance: 2 000 h 6)

Mesures|finales

4411 Sous-groupe 05

4.4.11 Sous-groupe 05

1) Cirguits a cavité seulement:

2) Conditions de montag€ prescrites par la spécification particuliere.

3) La ppécification particuliere doit donner I'option utilisée.

4) La ppécificationparticuliere peut omettre I'essai de chaleur humide pour les circuits non encapsulés.

5) L'utilisation-des circuits terminés et rejetés au contrble électrique est autorisée.

6) Podr l€ niveau d'assurance K: approbation provisoire aprés 1 000 h; approbation définitive apres 2 000 h.

7) Ap licable - gucireits—utisant-un-matériat-organiate—portancapsilation-dans—un-but-ddtanchdité
+ t t o) ] P P t t T

8) Voir la CEI 60748-20-1.
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Table 1 (concluded)
Subclause numbers, tests and test D or ND Test conditions Perfc_)rmance
sequences requirements
Group 3 - Sequence 5 D
4.5.10 Solderability
45121 Tensile
4.5.12.3  Bending (wire or strip)
Final measurements 459 Sealing V)
or?3)
4.5.10 [ Solderabiity
45.12.1 | Tensile
4.5.12.3 | Bending (row)
45.12.2 | Thrust
Final medsurements 459 Sealing 1)
Group 4 1+ Sequence ND
Initial megasurements 4.4.11 Subgroup 05
4.5.2 Cold Temperature: ... °G
451 Storage at high temperature Temperature: .,;<C
Final megdsurements 4411 Subgroup 05
Group 5 D
Initial megasurements 4411 Subgroup 05
4514 Endurance: 1 000 h
Endurance: 2 000 h 6)
Final megsurements 4411 Subgroup 05

1 cayity circuits only.

2 Molinting conditions as prescribed by the detail specification.

3)  Thq detail specification shall prescribe which option is to be used.

4 The detail specification may omit the damp heat test for unencapsulated circuits.

5 Usg¢ of completely processed electrical rejects is permitted.

6)

In dssessment level K: provisional approval after 1 000 h; definitive approval after 2 000 h.

) Applicable to encapsulation having organic material used for sealing purposes.

8) Refer to IEC 60748-20-1.
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3.3.4 Maintien de I'agrément de savoir-faire

3.34.1

Sélection et essais d'acceptation lot par lot

La sélection et les essais lot par lot pour tous les circuits destinés a étre livrés aux clients sont
prescrits dans la spécification particuliére cadre, tableau 2 ou 6.

Le lot d'inspection doit étre prélevé dans la production d'une semaine ou de toute période
déclarée par le fabricant avec une limite maximale d'un mois.

3.3.4.2

Essais périodiques

lans la

Les es
spécifig

Quand
périodi
approp
L'agrén
3.3.4.3

La séri

PN ARt O
PaTS PCTTOUTqU T S oot TS~ O T SUTT

ation particuliére cadre.

des circuits a la demande sont utilisés comme les CQC, les échantillons,pour les
jues doivent étre prélevés dans des lots qui ont subi les essais) de séle
[iés et le contrdle lot par lot.

nent de savoir-faire provisoire peut étre accordé apres 1 000 h;

Essais

p compléte des essais spécifiés dans la spécification ‘particuliére cadre est exigg

le maintien de I'agrément de savoir-faire.

Les ess

Un «dis
partie d

L'agrén
pas le
total dg

3.3.5 |

Petits |

3.3.6
3.3.6.1

Le prog

ais de chaque groupe doivent étre exécutés dans l'ordre donné.

es essais d'un groupe.

nent de savoir-faire est maintenu~quand le nombre de dispositifs défectueux n
nombre spécifié de dispositifs:-défectueux autorisé pour chaque groupe et le
dispositifs défectueux autorisé.

Exigences spéciales
pts de production(a'l'étude).
Contréle de fa‘conformité de la qualité

Programme d'essais

ramjime pour les essais lot par lot et périodiques pour le contrdle de la conformi

essais
tion si

be pour

positif défectueux» est compté quand,dn circuit n'a pas satisfait a la totalité oyl a une

excede
nombre

é de la

gualité

est'donné dans les tableaux 2 ou 6 et 3 ou 7 de la spécification particuliére cadrd

3.3.6.2

Niveaux d'assurance

Le ou les niveaux d'assurance pour l'agrément de savoir-faire (voir tableau 1 ou 5) et pour le
maintien de l'agrément de savoir-faire (voir spécification particuliere cadre applicable) doivent
étre choisis dans les tableaux 2 ou 6 et les tableaux 3 ou 7 ci-aprés.
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3.3.4 Maintenance of capability approval

3.34.1

Screening and lot-by-lot acceptance tests

The screening and testing on a lot-by-lot basis, for all circuits intended for release to customers
are prescribed in the blank detail specification, table 2 or 6.

The inspection lot shall be collected from one week's production, or such other period as

declared by the manufacturer up to a maximum of one month.

3.3.4.2 Periodic tests

The pepothetestsfor-cQCsare-preseribettable-3-orFanrt-n-the-blank-detat-speciis
Where [customer circuits are used as CQCs, samples for periodic testing shall he-dray

lots wh
Provisi

3.3.4.3

The cd
mainte

The tes

One "d
group.

The ap

numbe
defecti

3.3.5

Small ¢

3.3.6
3.3.6.1

The sc
tables

$pecial requirements

bnal capability approval may be granted after 1 000 h.

Tests

mplete series of tests specified in the blank detail spetification is required
hance of capability approval.

ts in each group shall be carried out in the order.given.

bfective” is counted when a circuit has not satisfied the whole or a part of the te

proval is maintained when the number of defectives does not exceed the s
of permissible defectives for €ach group and the total number of pern
es.

roduction lots (under eonsideration).

Duality conformance inspection
Test schedule

nedule for'the lot-by-lot and periodic tests for quality conformance inspection is ¢
P or 6 and 3 or 7 of the blank detail specification.

ch have passed the tests of screening when appropriate and lot-by-lot inspéction|.

ation.

n from

for the

5ts of a

becified
nissible

jiven in

3.3.6.2

Assessmentfevefs

The assessment level(s) for capability approval (see table 1 or 5) and for maintenance of
capability approval (see relevant blank detail specification) shall be selected from tables 2 or 6
and tables 3 or 7 hereafter.
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Tableau 2 — Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour I'agrément
de savoir-faire pour la méthode A

Dans ce tableau:

n = effectif de I'échantillon

¢ = critére d'acceptation (nombre de dispositifs défectueux autorisés)

Groupe ou sous-groupe Niveaux d'assurance
de contrble K L M
du tableau 1 n c n c n c
01 100 % - - - - -
02a 751 2 64 1) 2 43 2
02b 8 1 8 1 8 1
03 (pourlinformation 2 - 2 - 2 -
seulemept)
04 39 1 26 1 13 1]
05 710 1 2 601 1 2 39 1 2
06 26 1 13 1 8 1
1 10 1 8 1 - ]
22) 13 1 10 1 8 1]
13 1 2 1Q 1 2 8 1 2
4 13 1 10 1 8 1
5 (1 000 h) - - 20 1 13 1
o00n) | 20 | 1. - |- 1 - T 1- ]
1) Celnombre peut étre réduit en fonction du namibre des circuits qui ne sont pas nécessaires lorsque lep
essais Hu groupe 1 ne sont pas exigés.

2)

On

doit utiliser quatre circuits au moins.pour chaque solvant spécifié.
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Table 2 — Assessment levels and acceptance criteria for capability approval for method A

In this table:

n = sample size

¢ = acceptance criterion (permitted number of defectives)

Inspection group

Assessment level

or subgroup K L M
of table 1 n c n ¢ n c
01 100 % - - - - -
02a 751 2 641 2 43 2
02b 8 1 8 1 8 1
03 (for infprmation only) 2 - 2 - 2 -
04 39 1 26 1 13 1
05 710 1 2 601 1 2 39 1 2
06 26 1 13 1 8 1
1 10 1 8 1 - —
22) 13 1 10 1 8 1
3 13 1 2 10 1 2 8 1 2
4 13 1 10 1 8 1
5 (1 000 h) - - 20 1 13 1
@ooohy | 20 | 1 oof - | - 1 - -]
1) Thip number may be reduced by the relevant-iitumber of circuits which are not needed when the|test in
group 1 is not required.

2)

An

inimum of four circuits shall be used for each solvent specified.



https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

— 26— 60748-22 © CEI:1997

Tableau 3 — Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour le contréle
de conformité de la qualité pour la méthode A

Tableau 3a — Essais lot par lot a effectuer par échantillonnage
pour la méthode A

Dans ce tableau:

NC = niveau de contrdle 1)
NQA = niveau de qualité acceptable 1)

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification
gén¢rigue.

Grpupe ou sous-groupe de contréle Niveau d’assurance
K L M
Sélection (voir tableau 4) Exigé Non exigé Non ekigé
NC NQA NC NQA NC NQA
Sous-grqupe Al I 1 I 2,5 | 2,5

4.3.2 Examen visuel externe et
examen du marquage

Sous-grqupe A2 I 0,25 | 0,4 I 1

4.4.11 |Caractéristiques électriques statiques
et dynamiques principales a la
température ambiante

Sous-grqupe A3 S4 1 - - - —

4.4.11 |Caractéristiques électriques statiques
et dynamiques principales aux
températures extrémes de fonction-
nement

Sous-grqupe B1 S3 2,5 S3 2,5 S3 2,5
4.5.10 |Soudabilité

Sous-grqupe B2 S4 1 S4 1 S4 1

4.3.3 Dimensions

1 Voir la]CEI 60410.
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Table 3 — Assessment levels and acceptance criteria for quality

—27 —

conformance inspection for method A

Table 3a — Lot-by-lot tests to be conducted on a sampling basis for method A

In this table:

IL =

inspection level 1)

AQL = acceptable quality level 1)

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Inspection group or subgroup

Assessment level

K

L

M

Selectio

(see table 4)

Required

Not required

Not req

uired

IL AQL

IL

AQL

IL

AQL

Subgrou

4.3.2
exam

D Al

External visual and marking
ination

I 1

2,5

2,5

Subgrou
4.4.11

D A2

Major static and dynamic electrical
characteristics at room temperature

I 0,25

0,4

Subgrou
4.4.11

b A3

Major static and dynamic electrical
characteristics at extreme operating
temperatures

S4 I

Subgrou
4.5.10

b B1
Solderability

S8 2,5

S3

2,5

S3

2,5

Subgrou
4.3.3

b B2

Dimensions

S4 1

S4

S4

1) Refer

to IEC 60410.
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Tableau 3b — Essais périodiques a effectuer par échantillonnage
pour la méthode A

Dans ce tableau:

p = périodicité (en mois)
n = effectif de I'échantillon
¢ = critére d'acceptation (nombre de dispositifs défectueux autorisés)

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification
générique.

Niveaux d'assurance

Groupp ou sous-groupe de contréle K L M
p n c p n c p n c
Sous-grqupe C1 - — - 6 13 1 6. 8 1
4.4.11 Caractéristiques électriques
statiques et dynamiques
principales aux températures
extrémes de fonctionnement
Sous-grdupe C2 — Séquences 1) 2 6 10 1 12 8 ) - - -
4.5.6 Vibrations, balayage de
fréquence
4.5.7 Accélération constante
ou?d
4.5.5 Chocs et
4.5.7 Accélération constante
Sous-grqupe C3 — Séquence 6 13 1 (2 12 10 112 12 8 1]2
4.5.11 Résistance a la chaleur
de soudage
4.5.15.2| Résistance aux solvants 7)
4.5.8 Variation de température
4.5.3 Essai continu de chaleur
humide 4
Sous-grqupe C4 — Séquence 6 13 1 12 10 1 12 8 1
4.5.2 Froid
4.5.1 Stockage a haute
température
Sous-grqupe D1
4.5.14 Endurance 17000 h - - - 6 20 1 6 13 1
Enduraneé 1 000 h ©) 3 20 1 - - - - - -
Sous-grqupe D2 —/Séguence 5) 12 13 1 12 10 1 12 8 1
4.5.10 Soudabilité
4.5.12.1| Traction
4.5.12.3 Plia?e (fils ou méplats)
QLl 3
4.5.10 Soudabilité
4.5.12.1 Traction
4.5.12.3 Pliage (rangée)
4.5.12.2 Poussée
4.5.16 Inflammabilité induite 9 7) 12 2 - 12 2 - 12 2 -
(pour information seulement)

1) Circuits a cavité seulement.
2) Conditions de montage prescrites par la spécification particuliére.
3) La spécification particuliére doit donner I'option utilisée.

5) L'utilisation des circuits terminés et rejetés au controle électrique est autorisée.

4)  La spécification particuliére peut omettre I'essai de chaleur humide pour les circuits non encapsulés.

7)  Applicable aux circuits utilisant un matériau organique pour I'encapsulation, dans un but d’'étanchéité.

6) Pour le niveau d'assurance K: approbation provisoire aprés 1 000 h; approbation définitive aprés 2 000 h.
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In this table:

p = periodicity (in months)

n = sample size

—-29—

¢ = acceptance criterion (permitted number of defectives)

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Table 3b — Periodic tests to be conducted on a sampling basis for method A

Assessment level

Inspection group or subgroup K L M
p n c p n c p N c
Subgroup C1 - - - 6 13 1 6 8 1
4.4.11 Major static and dynamic
electrical characteristics at
extreme operating
temperatures
Subgroup C2 - Sequence 12 6 10 1 12 8 { - - -
4.5.6 Vibration, swept frequency
4.5.7 Acceleration, steady-state
or 3
4.5.5 Shock and
4.5.7 Acceleration, steady state
Subgroup C3 — Sequence 6 13 1(2 12 10 1|2 12 8 1] 2
4.5.11 Resistance to soldering heat
4.5.15.2| Resistance to solvents 7)
4.5.8 Change of temperature
4.5.3 Damp heat, steady-state 4)
Subgroup C4 — Sequence 6 13 1 12 10 1 12 8 1
4.5.2 Cold
4.5.1 Storage at high temperature
Subgroup D1
4.5.14 Endurance 1 000 h - - - 6 20 1 6 13 1
Endurance 1 000'h,©) 3 20 1 - - - - - -
Subgroup D2 — Sequence 5) 12 13 1 12 10 1 12 8 1
4.5.10 Solderability
4.5.12.1| Tensile
4.5.12.3| Bending-(Wiré or strip)
or?d
4.5.10 Solderability
4.5.12.1| “Tensile
4.5.12.3 —Bendimng (Tow)
4.5.12.2 Thrust
4.5.16 Induced flammability 5) 7) 12 2 - 12 2 - 12 2 -
(for information only)

1) Cauvity circuits only.

2 Mounting conditions as prescribed by the detail specification.

5 Use of completely processed electrical rejects is permitted.

3)  The detail specification shall prescribe which option is to be used.

4 The detail specification may omit the damp heat test for unencapsulated circuits.

6 In assessment level K: provisional approval after 1 000 h; definitive approval after 2 000 h.
) Applicable to encapsulation having organic material used for sealing purposes.
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Les séquences de sélection doivent étre conformes au tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 — Sélection

Etapes Examen ou essai Référence Détails et conditions Séquences
ala
spécification A B C D E
générique
19 Examen visuel interne avant 4.3.1 3) X
encapsulation
2 Stockage a haute température 4.5.1 24 h a la température de X X X X
stockage maximale
3 Variation de température 4.5.8 10 cycles X X X X
Tstg Min./Tgiqg Max.
4 1) || Accélération constante 4.5.7 Dans la direction la plus X X X
critique. Niveau d’accélération
spécifié dans la spécification
particuliére
51) || Etanchéité 4.5.9 x | x | x
6 Mesures électriques Parametres choisis X X X
(avant rodage) Rejeter les dispositifs 2)
défectueux
7 Rodage Comme spécifié dans la X X X
spécifications, particuliere
Heures: | 168 | 72 48
8 Mesures électriques Comme spécifié en 6 X X X X X
(aprées sélection) Rejeter les dispositifs
défectueux. Rejeter le lot si le
nembre des défectueux est
Supérieur a 10 %

NOTE ¢ La sélection s’effectue normalement avant-es contréles des groupes A, B et C. Lorsque la sélectjion est
effectu¢e apres que les exigences des groupes A€l'B (lot par lot) et du groupe C (périodiques) ont été
satisfaifes, on doit répéter les essais de soudabilité et d’étanchéité et ceux du groupe A.

Des esgais supplémentaires apres sélection, peuvent étre demandés comme spécifié par la spécification
particuliére cadre.

1)  Non applicable aux boitiers sang-cavité interne sauf spécification contraire dans la spécification partiduliére.
2)  Enifegistrer les résultats des mesures, sauf spécification contraire dans la spécification particuliére.

3)  Voif la CEI 60748-20-1.
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Sequences for screening shall be in accordance with the following table 4.

Table 4 — Screening

Steps Examination or test Generic Details and conditions Sequences
specification
reference A B C D
19 Precap visual examination 431 3) X
2 Storage at high temperature 45.1 24 h at maximum storage X X X
temperature
3 Change of temperature 45.8 10 cycles X X X
ng—% Feo
41 Acceleration, steady-state 457 In the most critical direction. X X X
Acceleration level as specified in
the detail specification
51 Sealing 45.9 X X X
6 Electrical measurements Selected parameters X X X
(preburn-in) Remove rejects 2)
7 Burn-in As specified in the detail X X X
specification
Hours: | 168 | 72 48
8 Electrical measurements As specified in 6 X X X X
(post screening) Remove rejects
Reject lot ifdefects exceed 10 %
NOTE + Screening is normally performed before group A, B and\C inspection. When screening is performed
after mpeting the requirements of group A and B on a lot-by¢letybasis and group C on a periodic basis, theg
solderapility, sealing and group A tests shall be repeated.
Additional post-screening tests may be required as specified in the blank detail specification.
1) Nof normally applicable to non-cavity devices, unless specified in the detail specification.
2)  Regord the results of the measurements unless otherwise specified in the detail specification.

3 Ref

er to IEC 60748-20-1.
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3.4 Nouvelle présentation des lots refusés (contréle lot par lot)

El:1997

Tout lot refusé a la suite des essais électriques doit étre retourné a la fabrication pour remise
en état ou nouvelle sélection concernant le dispositif défectueux identifié. Aucun nouveau
circuit ne doit étre introduit dans le lot.

Le lot doit ensuite étre présenté & nouveau et soumis a des conditions de contrble renforcé.

On retient le méme numéro de lot et les détails de la nouvelle présentation sont notés. Le

méme |

ot ne doit pas étre présenté plus de trois fois.

3.5 Etapes de fabrication dans une usine d’un fabricant agréé,

S

L'applid

tuée dans un pays qui n'est pas membre de la CEIl

ation de I'extension de I'agrément des fabricants est autorisée pour les circuifs i

ntégrés

a coucphes et les circuits intégrés hybrides a couches couverts par la présente spécification

intermé
remplie

4 Prod

Cet art

couchefs et des circuits intégrés hybrides a couches qui ne sont pas décrits dans la se
de la spécification générique.

Chaqus
exigées
les ess
spécifié

Les es

périodi
conforr

diaire, pourvu que les conditions données en 3.2 de la spécification générique
S.

édures d’essais et de mesure

cle contient tous les essais et mesures propres a la technologie des circuits int

spécification particuliere doit prescrire toutes, les procédures d'essais et de n
pour les contrbles lot par lot et les essaiskpériodiques. Elle doit comprendre ay
ais applicables donnés dans cette spécification avec les méthodes et les sé
es.

sais d'environnement, les mesufes, les sévérités et les limites finales des

hes aux exigences de la spécification générique et de cette spécification intermé

soient

Bgrés a
ction 4

esures
moins
bverités

essais

jues des CQC doivent étre indiqués dans la spécification particuliére. lls doivent étre

liaire.
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3.4 Resubmission of rejected lots (lot-by-lot inspection)

Any lot rejected following electrical tests shall be returned to production for rework or
rescreening for the identified defect. No new circuit shall be included in the lot.

The lot shall then be resubmitted and inspected under conditions of tightened inspection.

It will retain the same lot number and details of the new submission will be recorded. The same

lot shal

| not be submitted more than three times.

3.5 Manufacturing stages in a factory of an approved manufacturer in a non-IEC member

c

ountry

The ap
circuits
conditiq

4 Test
This cl
film in
section

Each d

ns of 3.2 of the generic specification are met.

and measurement procedures

use contains all tests and measurement procedures which-are’of typical applicd
egrated circuits and hybrid film integrated circuits and,which are not descr
4 of the generic specification.

etail specification shall prescribe all tests and measurement procedures required

plication of the extension of manufacturer's approval is permitted for the filnDintegrated
and hybrid film integrated circuits covered by this specification, provided that the

tion for
bed in

for lot-

by-lot inspection and periodic testing. It shall, as a minitnum, include the relevant tests given in

this sp¢g

Environ
CQCs

applicable numbers of the generic specification and this sectional specification.

pcification with stated methods and severities:

mental tests, measurements, severities~and end-point limits for periodic tests
shall be included in the detail specification. They shall be in accordance v

of the
ith the
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Tableau 5 — Programme d’essai pour la procédure d'agrément de savoir-faire

pour la méthode B

L'effectif de I'échantillon et les critéres d'acceptation sont détaillés pour chaque niveau
d'assurance dans le tableau 6.

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification
générique.

Numéros de paragraphe D ou ND Conditions d’essai Exigences
et essais de contrdle

Groupe ND
Sous-grqupe 0la
4.3.2 Examen visuel externe et

examen du marquage
Sous-grqupe 01b
4.3.3 Dimensions
Sous-grqupe 02 ND
4.4.11 |Caractéristiques fonctionnelles
4.2 (si applicables) a 25 °C
Sous-grqupe 03 ND
4.4.11 |Caractéristiques
4.2 statiques a 25 °C
Sous-grqupe 04a ND
4.4.11 |Caractéristiques statiques

a la température maximale

de fonctionnement.

Les caractéristiques sont identiques

a celles du sous-groupe 03
Sous-grqupe 04b ND
4.4.11 |Caractéristiques statiques

a la température minimale

de fonctionnement.

Les caractéristiques sontidentiques

a celles du sous-groupe. 03
Sous-grqupe 05 ND
4.4.11 |Caractéristiguesidynamiques a 25 °C
4.2 sauf spécifieation contraire
Groupe ]
Sous-grqupe 1.1 D
4.5.12 Rabhustesse des sorties
Sous-groupe 1.2 ND
4.5.10 Soudabilité
Sous-groupe 1.3 D

4.5.11

Résistance a la chaleur de soudage

Avec mesures finales
(comme dans les sous-
groupes 02 et 03)
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Table 5 — Test schedule for capability approval for method B

Sample sizes and acceptance criteria are detailed for each assessment level in table 6.

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Subgroup numbers D or ND Test conditions Performance requirements
and tests
Group 0 ND
Subgroup 0la
4.3.2 External visual and marking
examination

Subgroup 01b
4.3.3 Dimensions
Subgroup 02 ND
4.4.11 |Functional characteristics
4.2 (if applicable) at 25 °C
Subgroup 03 ND
4.4.11 |Static characteristics at 25 °C
4.2
Subgroup 04a ND
4.4.11 |Static characteristics at maximum

operating temperature.

Characteristics same as in

subgroup 03
Subgroup 04b ND
4.4.11 |Static characteristics at minimum

operating temperature.

Characteristics same as in

sub-group 03
Subgroup 05 ND
4.4.11 |Dynamic characteristics at 25-°C
4.2 unless otherwise specified
Group 1
Subgroup 1.1 D
4.5.12 |Robustness.of‘teérminations
Subgroup 1.2 ND
4.5.10 |Soldgrability
Subgroup'1.3 D
4.5.11 Resistance to soldering heat With final measurements

(as in subgroups 02
and 03)
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Numéros de paragraphes et essais D ou ND Conditions d’essai Exigences de contrble
Groupe 2
Sous-groupe 2.1 D Conformément a la
o ) , 1) spécification particuliére
4.5.8 Variations rapides de température
suivi de:
4.5.4 Essai cyclique de chaleur humide
(pour les boitiers sans cavité)
4.5.9 Etanchéité (pour les boitiers avec
cavité) avec mesures finales (comme
dans les saus-groupes 02 et 03)
Sous-grqupe 2.2 D A spécifier
4.5.5 Chocs ou
4.5.6 Vibrations suivi de
4.5.7 Accélération constante Avéc mesures fipales
(bottier a cavité) (comme dans lep sous-
groupes 02 et 03)
Groupe Comme spécifié dansila
spécification particuliere )
Sous-grqupe 3.1 D Niveau d’'assurarnce: Avec mesures fipales
; ) K 3000h (comme dans lep sous-
Endurance électrique L 2000 h groupes 02 et 03)
M 1 000-h
Sous-grqupe 3.2 D
Stockage a haute température T2 Tgig Max. Avec mesures fipales
sauf spécification (comme dans lep sous-
contraire groupes 02 et 03)
Durée = 1 000 h min.
Sous-grqupe 3.3 D Niveau d'assurance 2)
. . . K 2000h .
4.5.3 Essai continu de chaleur humide L 1000h Avec mesures fipales
M 500 h (comme dans lep sous-
groupes 02 et 03)
Sous-grqupe 3.4 D
4.5.15.1 |Permanence du marquage
Sous-grqupe 3.5 D Avec mesures fihales
o ) (comme dans lep sous-
4.5.16 Inflam‘mablhte_mdunte groupes 02 et 03)
(pour information seulement)
1) Applicable aux hoitiers sans cavité:

-n
-n

2 Appl

veau d’assurance K: 200 cycles;
veaux.d'assurance L et M: 100 cycles.

cables aux boftiers sans cavité.
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Table 5 (concluded)
Subgroup numbers D or ND Test conditions Performance
and tests requirements
Group 2
Subgroup 2.1 D In accordance with the
. 1) detail specification
4.5.8 Rapid change of temperature followed
by:
4.5.4 Damp heat, cyclic (for non-cavity
packages)
4.5.9 Sealing (for cavity packages)
with final measurements (as in
subgroups 02 and 03)
Subgroup 2.2 D To be specified
4.5.5 Shock or
4.5.6 Vibration followed by
4.5.7 Acceleration, steady-state \With final measyrements
(cavity packages) (as in subgroupg 02
and 03)
Group 3 As specified in the
detail specification o
Subgroup 3.1 D assessment level: Wlth final measyrements
) K 3000h (as in subgroupg 02
Electfical endurance L 2 006h and 03)
M 1000
Subgroup 3.2 D
Stordge at high temperature 1= Torg max. ) With final measyrements
unless otherwise (as in subgroupg 02
specified and 03)
Duration = 1 000 h min.
Subgroup 3.3 D Assessment level 2)
K 2000h .
4.5.3 Damp heat, steady-state L 1000h With final measyrements
M 500 h (as in subgroupg 02
and 03)
Subgroup 3.4 D
4.5.15.1 |Permanence of marking
Subgroup 3.5 D With final measdrements
as in subgroupg 02
4.5.16 |Induced flammability gnd 03) group
(for information‘only)
1) Applicable to ndn-cavity packages in:
— apsessment-level K: 200 cycles;
— apsessment levels L and M: 100 cycles.
2 Applicabfe to non-cavity packages.
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Tableau 6 — Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour
I'agrément de savoir-faire pour la méthode B

Dans ce tableau:

n = effectif de I'échantillon
¢ = critére d'acceptation

Groupe ou sous-groupe Niveaux d’assurance

de contrble K L M
du tableau 5 n c n c n c
Groupe Sous-groupe Ola, O1b 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 02 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 03 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 04a, 04b 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 05 38 1 38 1 38 1
Groupe ] Sous-groupe 1.1 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 1.2 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 1.3 20 1 18 1 13 1
Groupe 3 Sous-groupe 2.1 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 2.2 20 1 18 1 13 1
Groupe Sous-groupe 3.1 20 X 18 1 13 1
Sous-groupe 3.2 20 X 18 1 13 1
Sous-groupe 3.3 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 3.4 8 1 8 1 8 1
Sous-groupe 3.5 2 - 2 - 2 -
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Table 6 — Assessment levels and acceptance criteria for capability approval for method B

In this table:

n = sample size
¢ = acceptance criterion

Inspection group Assessment levels
or subgroup K L M

in table 5 n c n c n c

Group 0 Subgroup 01a, 01b 38 1 38 1 38 1
Subgroup 02 38 1 38 1 38 1

Subgroup 03 38 1 38 1 38 1

Subgroup 04a, 04b 38 1 38 1 38 1

Subgroup 05 38 1 38 1 38 1

Group 1 Subgroup 1.1 20 1 18 1 13 1
Subgroup 1.2 20 1 18 1 13 1

Subgroup 1.3 20 1 18 1 13 1

Group 2 Subgroup 2.1 20 1 18 1 13 1
Subgroup 2.2 20 1 18 1 13 1

Group 3 Subgroup 3.1 20 1 18 1 13 1
Subgroup 3.2 20 1 18 1 13 1

Subgroup 3.3 20 1 18 1 13 1

Subgroup 3.4 8 1 8 1 8 1

Subgroup 3.5 2 - 2 - 2 1
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Tableau 7 — Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour le contréle
de conformité de la qualité pour la méthode B

Tableau 7a — Essais lot par lot a effectuer par échantillonnage pour la méthode B

Dans ce tableau:

NQT = niveau de qualité toléré
NC = niveau de contrble
NQA = niveau de qualité acceptable

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification
générique.

NQT Y NQA
Groype ou sous groupe de contrble Niveau d’'assurance K L M
K L M NC [ NQA | NC | NQA | NC| | NOA

Sous-grqupe Al 7 7 20 I 1,0 I 1,0 1l 2,5
4.3.2 Examen visuel externe et

examen du marquage
Sous-grqupe A2 5 5 10 I 0,65 I 0,65 I 1,5
4.4.11 |Vérification de la fonction a 25 °C
4.2 sauf spécification contraire
Sous-grqupe A2a 7 7 — I 1,0 I 1,0 - -
(non appjicable au niveau d’assurance M)
4.4.11 |Vérification de la fonction aux

températures minimale et

maximale de fonctionnement 2)
Sous-grqupe A3 5 5 10 I 0,65 I 0,65 I 1,5
4.4.11 |Caractéristiques statiques a 25 °C
4.2
Sous-grqupe A3a 7 10 20 S4 1,0 S4 1,5 S4 2,5
4.4.11 |Caractéristiques statiques aux

températures minimale et

maximale de fonctionnement.2)
Sous-grqupe A4 7 10 20 S4 1,0 S4 1,5 S4 2,5
4.4.11 |Caractéristiques dynamigues
4.2 a 25 °C sauf spécification

contraire
Sous-grqupe A4a 20 20 — S4 2,5 S4 2,5 - -
(non applicable auniveau d'assurance M)
4.4.11 |Caractéristiques dynamiques aux

temperatures minimale et

maéximale de fonctionnement 2)

Les notes sont a la fin du tableau (suite)
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Table 7 — Assessment levels and acceptance criteria for quality
conformance inspection for method B

Table 7a — Lot-by-lot tests to be conducted on a sampling basis for method B

In this table:
LTPD = lot tolerance percent defective
IL = inspection levels
AQL = acceptance quality level
Subclause numbers refer to section 4 of the generic specifications.
LTPD Y AQL
Inspection group or subgroup Assessment level K L M
K L M IL AQL I AQL IL AQL
Subgroup A1 7 7 20 1 1,0 N\ 1,0 1 25
4.3.2 External visual and marking
examination
Subgroup A2 5 5 10 1 0,65 I 0,65 1l 15
4.4.11 |Verification of the function
4.2 at 25°C unless otherwise specified
Subgroup A2a 7 7 — 1l 1,0 Il 1,0 - -
(not applicable to assessment level M)
4.4.11 |Verification of the function at
minimum and maximum operating
temperatures 2)
Subgroup A3 5 5 10 1 0,65 I 0,65 1l 15
4.4.11 |Static characteristics at 25 °C
4.2
Subgroup A3a 7 10 20 S4 1,0 S4 15 S4 2,5
4.4.11 |Static characteristics at minimum
and maximum operating
temperatures 2)
Subgroup A4 7 10 20 S4 1,0 S4 15 S4 25
4.4.11 |Dynamic characteristics at
4.2 25 °C unless-0otherwise specified
Subgroup Ada 20 20 - S4 25 S4 25 - -
(not applicable to-aSsessment level M)
4.4.11 |Dynamic characteristics at
minimum and maximum operating
emperatures 2}

For the notes, see the end of the table (continued)
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NQT Y
Groupe ou sous groupe Niveau d’assurance K
de controle Séquence de sélection Niveaux d’'assurance L et M
A B C D E

Sous-groupe B1 15 20 20 20 20 20
4.3.3 Dimensions
Sous-groupe B2c 30 30 30 30 30 30
4.4.11 Vérification des valeurs limites

electriques
Sous-grqupe B4 30 30 30 30 30 30
4.5.10 |Soudabilité
Sous-grqupe B8 20 20 20 20 20 30
4.5.14 |Endurance électrique
Sous-grqupe RCLA Informations par attribut pout le‘sous-groupe B8

Rapports certifiés de lots acceptés

1) Nivau de qualité toléré (NQT) avec un critére d’acceptation maximal de 3,

2 Le
la corrg

abricant peut utiliser les résultats d'essais a 25 °C s'il peut démontrer; sur une base périodique,
lation avec ceux effectués aux deux extrémes de températures,
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Table 7a (concluded)

LTPD Y
Inspection group Assessment level K
or subgroup Screening sequence Assessment levels L and M
A B C D E
Subgroup B1 15 20 20 20 20 20
4.3.3 Dimensions
Subgroup B2c 30 30 30 30 30 30
4.4.11 Electrical rating verification
Subgroup B4 30 30 30 30 30 30
4.5.10 [Solderability
Subgroup B8 20 20 20 20 20 30
4.5.14 |Electrical endurance
Subgroup CRRL Attributes information for/Subgroup B8
Certified records of released lots

1 Lot|tolerance percent defective (LTPD), with a maximum acceptance number of 3.

2 Thg manufacturer may use test results at 25 °C, if he can demonstrate, On a periodic basis, the correlation
with thgse at the two extremes of temperatures.
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Tableau 7b — Essais périodiques a effectuer par échantillonnage pour la méthode B

Dans ce tableau:

p = périodicité (en mois)

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification

générique.

Groupe ou sous-groupe

NQT

Niveau d'assurance K

Niveau d’assurance

de controle Séquence de sélection L M
A B T D E 19 9
Sous-grqupe C1 30 30 30 30 30 30 12 30
4.3.3 Dimensions
Sous-grqupe C2a 30 30 30 30 30 30 12 30
4.4.11 |Caractéristiques électriques
4.2 a température ambiante
Sous-grqupe C2b 30 30 30 30 30 30 12 30
4.4.11 |Caractéristiques électriques
aux températures minimale et
maximale de fonctionnement
Sous-grqupe C2c 30 30 30 30 30 30 12 30
4.4.11 |Vérification des valeurs limites
électriques
Valeur limite d’énergie
transitoire
Sous-grqupe C3 30 30 30 30 30 30 12 30
4.5.12 |Robustesse des sorties
Sous-grqupe C4 30 30 30 30 30 30 12 30
4.5.11 |Résistance a la chaleur de
soudage
Sous-grqupe C5 30 30 30 30 30 30 12 30
4.5.8 Variations rapides de
température:
a) Boitiers a cavité
Variations rapides ‘de
température suivi de:
4.5.9.1 |+ Essais électriques
« Etanchéité, détection des
fuites fines, et
4.5.9.2 |+ Etanchéité, détection des
fuitessfranches
b) /Baitiers sans cavité
Variations rapides de
tclllpélatulc auivi dC.
4.3.2 * Inspection visuelle
externe
4.5.3 « Essai continu de chaleur
humide
« Essais électriques
Sous-groupe C6 30 30 30 30 30 30 12 30
4.5.7 Accélération constante
(pour bottiers a cavité)
Sous-groupe C7 20 20 20 20 20 30 12 30
4.5.3 Essai continu de chaleur
humide
Sous-groupe C8 20 20 20 20 20 30 12 30

4.5.14 Endurance électrique

La note est a la fin du tableau

(suite)
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Table 7b — Periodic tests to be conducted on a sampling basis for method B

In this table:

p = periodicity (in months)
Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

LTPD D
Inspection group Assessment level K Assessment level
or subgroup Screening sequence L M
p A B C D E p p
Subgroug C1 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
4.3.3 Dimensions
Subgroud C2a 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
4.4.11 |Electrical characteristics
4.2 at ambient temperature
Subgrougd C2b 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
4.4.11 |Electrical characteristics at
minimum and maximum operating
temperatures
Subgroug C2c 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
4.4.11 |Electrical ratings verification
Transient energy rating
Subgroug C3 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
4.5.12 |Robustness of terminations
Subgroud C4 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
45.11 |Resistance to soldering heat
Subgroug C5 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
458 Rapid change of temperature:
a) Cavity packages
Rapid change of
temperature followed:hy:
45.9.1 |+ Electrical tests
* Sealing, fine leak detection
and
459.2 |+ Sealing,gross leak
detection
b) Nen-Cavity packages
Rapid change of
temperature followed by:
432 E)\tclllc\: V;DUQ: C)\alllillatiull
453 « Damp heat, steady-state
¢ Electrical tests
Subgroup C6 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
45.7 Acceleration, steady-state
(for cavity packages)
Subgroup C7 3 20 20 20 20 20 6 30 12 30
45.3 Damp heat, steady-state
Subgroup C8 3 20 20 20 20 20 6 30 12 30
4.5.14  Electrical endurance

For note, see the end of the table (continued)
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Groupe ou sous-groupe
de contréle

NQT V)

Niveau d'assurance K

Niveau d’assurance

Séquence de sélection L M
A B C D E p p

Sous-groupe C9 3 20 30 30 30 30 6 30 12 30
4.5.1 Stockage a haute

température
Sous-groupe C11 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
4.5.15.1 |Permanence du marquage
Sous-grqupe RCLA Informations par attribut pour les sous-groupes C3, C4, C5,-C6,|C7, C8,

e C9 et C11.

Rapports certifiés de lots

acceptés
Sous-grqupe D 12 20 20 20 20 20 12 30 — -

4.5.14 |Endurance électrique
(non applicable au niveau
d'assurance M)

Niveau d'assurance
K 3000 h
L2000h

1) Niveau de qualité toléré (NQT) avec un critére d’'acceptation maximél de 3.
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Table 7b (concluded)

LTPD D
Inspection group Assessment level K Assessment level
or subgroup Screening sequence L M
A B C D E p p
Subgroup C9 3 20 30 30 30 30 6 30 12 30
4.5.1 Storage at high temperature
Subgroup C11 3 30 30 30 30 30 6 30 12 30
4.5.15.1 Permanence of marking
Subgroup CRRL Attributes information for subgroups C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 gnd C11.
Certified records of released
lots
Subgroup D 12 20 20 20 20 20 12 30 — -
4.5.14 |Electrical endurance
level M)
Assessment level
K 3000 h
L 2000 h

1) Lot|tolerance percent defective (LTPD), with a maximum acceptance number of 3.



https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

— 48 - 60748-22 © CEI:1997

Annexe A
(normative)

Régles d'association pour I'agrément de savoir-faire

Généralités

Cette annexe définit les critéres d'association pour savoir si un nouveau circuit est couvert par
le savgqir=fat 2 2 f 7 f = —Hle peut
aussi sprvir de guide pour le fabricant dans la sélection des CQC destinés a couvrir,son| savoir-
faire. Lprsque les régles ne couvrent pas certains cas spécifiques, le contrdleur ddyfabricant et
I'ONS ¢loivent se mettre d'accord sur les critéres supplémentaires et doivent .seumeftre une
proposition de modification a cette spécification par l'intermédiaire de leur comité nationjal.

Régles|d'association
Lorsqueg I'on doit décider de l'association, la procédure suivante dqit &tre considérée.

A.1 Definition du (ou des) CQC compte tenu des regles d'asseciation

a) Le tableau A.10 s'aligne avec les programmes d'essais donnés dans les tableaux 1 et 5
de la présente spécification et les tableaux 3 et 7 de la“spécification particuliere cadré.

Les|circuits destinés a subir les programmes\d'essais périodiques doivent augsi étre
reprgsentatifs des circuits en production courante.

Ayant tout d'abord classé le circuit suivani.le tableau 1 de la spécification généiique, il
conyient que le fabricant utilise le tableawrA.1 de la présente spécification pour clagser les
matériaux, les procédés et la technologie de base qui représentent son savoir-faire.

b) llf convient que le fabricant passe alors en revue la gamme de ses produits en cpurs de
fabr|cation ou en projet, en tenant compte des regles d'association données dans les
tablg¢aux A.2 a A.7 et A.10. Ce€ipermet de décider du nombre des différents types de CQC
nécegssaires pour l'agrément de savoir-faire, a partir de données technologiques.

c) Le procédé de sélection s'étend ensuite aux tableaux A.8 et A.9 qui définisgent les
limites d'association gnonction de la masse et des dimensions.

En plus de ceux 'déterminés en b) ci-dessus, des CQC supplémentaires peuvgnt étre
nécegssaires pour.couvrir ces aspects.

d) Aprés avpir'‘choisi les sévérités appropriées pour les essais climatiques et de roblistesse
mécianiquendans la section 4 de la spécification générique, il est possible de constfuire un
tabl¢au montrant les essais et les sévérités applicables a chaque CQC.

e) Lesrégles d'association d'un circuit avec un ou plusieurs CQC demandent que leg régles
de conception utilisées et les valeurs limites, les caractéristiques électriques, climatiques et
de robustesse mécanique ne soient pas plus sévéres que celles appliquées aux CQC.

Le choix des CQC se situe entre deux extrémes:
— circuits spéciaux congus de telle sorte que chaque type puisse couvrir autant de limites
du savoir-faire que possible, cela conduit a un nombre de types de CQC minimal;

— une gamme plus large de circuits, sur catalogue ou a la demande, utilisés comme CQC
pour couvrir le savoir-faire.
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Annex A
(normative)

Structural similarity rules for capability approval

General

This annex defines the rules for deciding if a new circuit is covered by the manufacture's
declargtcapabttityand-thetestmgperformedomr€QCs—ttmayatsobeused—=as—=aguice to the
manufgcturer in selecting CQCs to cover a capability. Where the rules do not covér specific
circumsgtances, the manufacturer's chief inspector and the NSI shall agree upon the-additional
criterialand shall submit a subsequent proposal for amendment of this document‘through their
nationgl committee.

Structural similarity rules
When gtructural similarity is to be decided upon, the following procedures shall be consiflered.

A.1 Dgfining CQC(s) within the structural similarity rules
a) Tlable A.10 is structured to align with test sequences given in tables 1 and 5|of this
spegification and tables 3 and 7 of the blank detail specification.

Circpits selected for the periodic inspection schedules shall also be representativg of the
circyits currently in production.

Hav|ng first classified the circuit according to table 1 in the generic specificatipn, the
manfufacturer should use table A.1 in thisispecification to classify the materials, prgcesses
and [basic technology which represent:his capability.

he manufacturer should then¢review his current and/or intended range of products
against the similarity combination rules given in tables A.2 to A.7, and A.10. This enjables a

he selection process then extends to tables A.8 and A.9 which define the limits of

fter choosing suitable environmental test severities from section 4 of the peneric
spegification;~a.chart can be constructed which shows the tests and severities appligable to

he’structural similarity of a circuit with a CQC (or CQCs) requires that the layout| design
ruleg used, and electrical and environmental ratings and characteristics shall not be more
severe than those for the CQCs.

Generally the choice of CQCs lies between:
— special circuits designed to cover as many capability boundaries as is practicable with
each type. This will result in the minimum number of CQC types;
or

— the use of a wider range of normal custom/catalogue circuits as CQCs to cover the
capability.
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A.2 Nouveaux circuits

Pour chaque nouveau circuit devant étre fabriqué et livré dans le cadre du systeme, on doit
s'assurer que sa construction est possible a partir des regles de conception en vigueur, que les
matériaux utilisés sont acceptés et que sa réalisation fait appel a des procédés et a des types
de boitiers approuvés.

Ensuite, il convient de comparer ses caractéristiques a celles des CQC pour le domaine qu'ils
concernent en termes de matériaux et de technologie (tableaux A.2 a A.7), de masse et de
dimensions (tableaux A.8 et A.9), d'essais et de sévérités (tableau A.10 et section 4 de la
spécification générique).

Ses cafactéristiques doivent étre couvertes par un ou plusieurs CQC. Si ce nouveauscifcuit ne
peut pgds étre couvert par les CQC existants, le fabricant désirant le livrer doit d'ahord ¢tendre
son sayoir-faire conformément aux exigences de 3.6.3.5 de la spécification générique. ans ce
cas, le$ essais complémentaires peuvent étre effectués soit sur un CQC soit)sur le nouveau
circuit lui-méme.

A.3 Guide pour la procédure a suivre

Les schémas suivants donnent un guide pour I'application des principes décrits aux artigles A.1
et A.2 ¢i-dessus.
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A.2 New circuits

Each new circuit to be manufactured for sale and release within the system shall first be
checked to ensure that it can be constructed using validated design rules, contains validated
materials and can be made using approved processes and package styles.

Next, its features should be considered in relation to existing CQCs, i.e. for the cover they give
in terms of materials and technology (tables A.2 to A.7), mass and dimensions (tables A.8 and
A.9), appropriate tests and severities (table A.10 and section 4 of the generic specification). Its
features shall be covered by one or more CQC.

first extend his capability in accordance with the specific needs and the requirementsof
of the generic specification. In this case the extra tests may be performed either ofiVa
on the pew circuit itself.

A.3 Gpidance on procedures

The diggrams below give guidance on the implementation of the principles described in glauses
A.1 and A.2 above.
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A.3.1 Sélection et essais des CQC pour l'agrément de savoir-faire

Circuit a fabriquer

|
0

Classification technologique du circuit, voir tableau 1 de la
spécification générique

Sélectio

(voir 3.1
spécificy

des CQC

de la présente
tion)

OooOogoao

Matériaux, procédés et technologie, voir tableau A.1 de
la présente spécification

O
]

Substrat

Couches

Composants rapportés,
actifs et passifs

Boitier

Masse et dimensions
Combinaison pour les essais
climatiques et de robustesse
meécanique

Limites du savoir-faire

(tableau A.2)
(tableau A.3)
(tableaux A.4, A.5 et A.6)

(tableau A.7)
(tableaux A.8 et A.9)
(tableau A.10)

O
O
(i)
O
O
Plan et demande
d'agrémgnt a 'ONS Programmes d'essais des CQC
O
O

Demande d'agrément

Agrément de
savoir-faire

Acceptation des
circuits et maintien
du savoir-faire

Oogaoag

Agrément de savoir-faire initial,
voir tableau 2 ou 6 de la présente spécification

Ooooag

Essais lot par lot,
voir tableau 3a ou 7a

et

Essais périodiques,
voir tableau 3b ou 7b
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A.3.1 Screening and testing of CQCs for capability approval

Circuit to be manufactured

|
0

Technological classification of circuit,
see table 1 of the generic specification

[ |

Onofg

Materials, processes and technology,
see table A.1 of this specification

O
Screening of CECs 0
(see 3.1 [of this
specificdtion) Limits of capability
Substrate (table Ax2)
Layers (table A)3)
Added active and passive (tables A.4, A.5 and A.6)
components
Packaging (table A.7)
Mass and dimensions (tables A.8 and A.9)
Combination of criteria for (table A.10)
environmental testing
a|
O
O
O
Planning|and application
for apprdval to NSI CQC test programmes
O
O

Application for approval

OooOogoag

Capability
approval Initial capability approval,
see table 2 or 6 of this specification

oopQpOo

Circuit release and
maintenance Lot-by-lot tests, and Periodic tests,
see table 3a or 7a see table 3b or 7b



https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

—-54 - 60748-22 © CEI:1997

A.3.2 Procédure pour les nouveaux circuits

Nouveau circuit

O
O
Est-il dans les limites du savoir-faire?
(Association a un ou plusieurs CQC)
Tableaux A.1 a A.10 de la présente annexe
O
D .
0 Oui

Non

Extension du savoir-faire (essai$
complémentaires sur le nouveau’circuit
ou sur des CQC)

Procédures
d'lhomologation

Tableaux 3a et 3b Tiableaux 3a et 3b Tableap 3a ou 7a
ouffa et 7b de la ou 7a et 7b de la présente de la|présente
spécificption intermédiaire spécification spédification
d'homologation Pas|d'essai
complgémentaire
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A.3.2 Procedure for new circuits
New circuit
O
O
Is it within the limits of capability?
(Structural by similarity to one or more (CQCs)
Tables A.1 to A.10 of this annex
O
O
No O Yes
Qualification Extension of capability
approval (complementary test on new gircuit
procedure or on CQCs)
Taljles 3a and 3b Tables 3a and 3b Tableg 3a or 7a
or 7a apd 7b of sectional or 7a and 7b of this of this specification
specifidation qualification specification No addjtional test

approval
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Tableau A.1 — Classement des technologies, matériaux et procédés

— Les critéres individuels de chaque colonne donnent des exemples de matériaux, de
procédés et de technologies auxquels les tableaux A.2 a A.7 peuvent s'appliquer.

— La liste des critéres n'est pas nécessairement exhaustive.

— 1l n'existe pas nécessairement de liens horizontaux entre les données figurant dans les

différentes colonnes.

(tableau A.2)

Verre

Eléments Technologie Matériaux Procédés/méthodes
de base de base de base
Substrats Alumine Pressé/coulé

Poli a la flamme

Oxyde de béryllium
Saphir

Quartz

Silicium

Matériaux organiques

Radd—at L
oG- eTPoTt

Elément
(tableau |A.3)

de couche

a) Fonction, par exemple:

Résigtances

Capacités

Indudqtances
Therinistances
Dispgsitifs
optodlectroniques
Conducteurs

Elémgnts de croisement
Troug de traversée
Eléments actifs

Couche épaisse :
Encre polyméres
Cuivre
Ruthénium

Or
Palladiumtargent
Palladidm3or
Platine~argent
Platine-or
\/erre-céramique

Couche mince :

Cuivre

Nitrure de tantale/oxyde
Nickel, chrome
Nickel-chrome

Or

Tungsténe

Titane

Palladium

Platine

Molybdéne
Molymanganése
Magnésium

Aluminium

Oxyde de silicium/nitrure
Matériaux organiques

Couche épaisse
Sérigraphie et cujsson
a haute température

Couche mince :
Evaporation
Pulvérisation
Revétement
Centrifugation
Laquage au trempé
Anodisation

(tableau A.3)

Diélectrique non
organique

b) Géndration des tracés Masque métalliqye
(pringipalement-pour les Photolithographig
couches mingces) Méthode additive

Méthode soustragtive

Laser

Falsceal alons

Faisceau d'électrons
¢) Multicouches Diélectrique organique Conducteurs et isolants Couche épaisse:

Impression séquentielle
et cuisson (haute
température)
Lamination, pressage
et cuisson

Couche mince:

Dépot séquentiel sous
vide

Centrifugation
Laquage au trempé
Anodisation
Pulvérisation
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Table A.1 — Classification of technology, materials and processes
— Individual statements in each of the columns below give, examples of materials,
processes and technologies to which tables A.2 to A.7 may be applied.
— The list of items is not necessarily complete.
— Items listed in the various columns are not necessarily linked horizontally.

Elements Basic technology Basic materials Basic processes/methods
Substrates Alumine Pressed/slip-cast
(table A.2) Glass Flame polished
Coated metal Lapped and polished
Beryllia
Sapphire
Quartz
Silicon

Organic material

Film elepents (table A.3) Thick film: Thick)fitm:
a) Fundtion such as: Loaded organic Deposited and firpd
Resigtors Copper
Capacitors Ruthenium
Induqgtors Gold
Therfnistors Palladium-silver
Optojelectronic devices Palladium-gold
Conductors Platinum-silver
Crosgovers Platinum-gold
Via hples Glass-ceramic

Activp devices

Thin film: Thin film:
Copper Evaporation
Tantalum nitride/oxide Sputtering
Nickel, chromium, Plating
Nickel-chromium Spinning (centrifygal)
Gold Dip lacquering
Tungsten Anodization
Titanium

Palladium

Platinum

Molybdenum

Molymanganese

Magnesium

Aluminium

Silicon oxide/nitride
Organic materials

b) Pattgrn generation Metal mask
(mainly thin film) Photolithography
Additive method
Subtractive methpd
Laser machine
lon beam
Electron beam

c) Multilayer Organic dielectric Conductors and Thick film:

(table A.3) Inorganic dielectric insulators Sequential print and
fire
Laminated, press and
cure/fire

Thin film:

Sequential vacuum
deposition

Spinning (centrifugal)
Dip lacquering
Anodization
Sputtering
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Tableau A.1 (fin)
Eléments Technologie Matériaux Procédés/méthodes
de base de base de base
Composants rapportés
(tableaux A.4, A.5, A.6)
Diodes Encapsulé Germanium Eutectique
Transistors Hermétique Silicium Colle
Circuits intégrés Plastique Ga As P Préforme de soudure

Optoélectronique
Résistances.

Boftier pavé
Sorties rubans
Sorties fils

Non encapsulé

Passivité

Couche épaisse

Nickel-chrome

Créme a braser

Soudage fil A1, Au

Thermo-compression

Capacités Non-passivité Tantale Ultrasonique
Inductanges Face au-dessus Silicium diffusé Thermopulsé
Chip a surépaisseur Fusion de,soudurdg
A poutre Soudure par résisfance
Araignée Thermosohique
Céramique Colle
Tantale Fil soudé
Feuille
Silicium
Boitier Type de base et Type de matériaux Méthode de fermejture/

(tableau |A.7)

présentation:

d’encapsulation:

encapsulation:

Sans fil de sortie Métal Scellement verre/étal

Double en ligne Céramique Scellement organigue

Simple en ligne Céramidque~métal Soudure par résisfance

Boftier plat Verresmetal Soudure par laser

Boftier pavé Organique Scellement par soudure

Non encapsulé Silicone Soudure par faiscgau

Hermétique d'électrons

Plastique moulé Moulage par coulge

Surmoulé Moulage par injecfion
Boitier plastique rempli
Enrobage au trempé
Enrobage par goufte
Enrobage par pul\jérisation
Lit fluidifié

Tableau A.2 — Substrats

Caractéristiques

Régles d'association

Constitugnt

Pour étre associable, la proportion du constituant principal repfésentant
au moins 90 % du volume du substrat, doit étre égale a 2 % pres

Epaisseyr Méme épaisseur nominale du substrat
Taille Association possible pour:
(L = longueur du€QC) O 2t <torgueur < 2L

(/= largeur du CQC)

Paramétres mécaniques:

— fleche

— rugosité

— porosité

— aspect visuel

0,2 /I<largeur< 2/

Mémes spécifications d'achat et de contréle
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Table A.1 (concluded)
Elements Basic technology Basic materials Basic processes/methods
Added components
(tables A.4, A.5, A.6)
Diodes Encapsulated Germanium Eutectic
Transistors Hermetic Silicon Adhesive
Integrated circuits Plastic Ga As P Solder preform
Chip carrier Solder paste
Tape leads
| Wireleads | ____ | ______________
Opto-electronic Non-encapsulated Thick film Wire-bond A1, Au
Resistor DPassivated Nickel-chromium Thermo r‘r\m'r_\rﬂc ion
Capacitors Non-passivated Tantalum Ultrasonic
Inductor Face-up Diffused silicon Thermo-pulsé
Flip chip Solder reflow
Beam lead Resistance‘weld
Spider Thermosonic
Ceramic | Adhesive [
Tantalum Wire, soldered
Foil
Silicon
Packaging Basic style and form: Basic encapsulatiof Method of
(table A.f) Leadless materials: closure/encapsulation:
Dual-in-line Metal Glass/metal seal
Single-in-line Ceramic Organic seal
Flat-pack Metal-ceramic Resistance weld
Chip carrier Metal-glass Laser weld
Non-encapsulated Organic Solder seal
Hermetic Silicen Electron beam weld
Moulded plastic Cast mould
Conformal coating Injection mould
Plastic box fill
Dip coat
Drop coat
Spray coat
Fluidized bed
Table A.2 — Substrates
Characteristics Similarity rules
Material For combination, the proportion of main material representing at least
90 % of the substrate volume shall be equal to within 2 %
Thickneqds Same nominal substrate thickness
Size Combinations allowable for:
(L = length of\CQC)
(W = width “gf.CQC) 02L<length<2L
0,2 W<width<2 W

Mechanical parameters:
— camber

— roughness

— porosity

— appearance

Same purchase and inspection specifications
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Tableau A.3 — Couches

Caractéristiques Régles d'association
Matériaux conducteurs (nature, Identiques
composition)
Procédés de base Identiques
Multicouches (nature, diélectrique, Toute association limitée par le nombre maximal de couches sur le
composition) CQcC
Matériaux résistifs: Méme série de matériaux
— composition
— résistivité par carré Toutes association dans la gamme des valeurs extrémes couvertes
par les CQC

Puissande maximale par unité de surface | Toute association limitée a la puissance nominale maximaleicquverte
pour les gléments résistifs par les CQC

Procédé|d'ajustage Méme procédé d'ajustage, par exemple laser, sablage/\étinceldge

Valeurs ¢le résistance et tolérance Pour une tolérance donnée, association permise dans’la gamnje des
valeurs de résistances minimales et maximales-.couvertes par les CQC

Coefficignt de température Association autorisée a l'intérieur des valeurs\absolues garanties du
CcQcC

Coefficignt de température différentielle et | Association autorisée dans la gamme.des’valeurs ohmiques ex)trémes
tolérancg différentielle sur la valeur des CQC

ohmique
Nombre f'éléments résistifs Pas de limitation
Mode d'ipterconnexion Identiques

Revétemlents de protection Identiques
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Table A.3 — Film materials

Characteristics

Similarity rules

Conductive materials (type, composition)

Basic process

Multilayers (type, dielectric, composition)

Resistive

materials:

— Composition
— resistivity per square

Same
Same
Any combination within the maximum number of layers on the CQC

Same material series

Any combination within the range of extreme values covered by CQC

Lm and

Maximum power per unit area of resistor Any combination limited to the maximum power rating covered by CQCs
elements

Trimming|process Same trimming process, for example laser, air abrasion, spark erosid
Resistande values and tolerance For a given tolerance, combination allowed within the range of-minim

Temperat

Differenti
differentig

Number d
Interconn|

Protectivg

ure coefficient

| temperature coefficient and
| ohmic value tolerance

f resistive elements
Pction mode

coatings

maximum resistance values covered by the CQCs
Combination allowed within guaranteed absolute values 'of the CQC

Combination allowed in the range of extreme ohmic’values of the CQ

No limitation
Same

Same
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1

Caractéristiques

Régles d'association

Type de

composants 2) 3)

a) Transistor et diode

b) Circuit intégré

Présentation des composants

a) Diffusion face dessus

b) Diffusion face dessous

Association possible entre a) ou b) mais non entre elles

Association possible dans chacune de ces deux présentations
mais non entre elles

a) ou b)

Méthodes de report du composant

Collage, |eutectique, soudage, autres Association possible dans chacune de ces méthodes mais non|entre
elles

Interconpexion

a) Matéfliaux (fil or, fil aluminium, autres) | Pas d'association possible entre fils de matériau different

b) Méthpdes (thermocompression, Pas d'association possible entre les différentesiméthodes

thermosgnique, autres)

c) Diamjetre du fil Association possible dans la limite de £50.% des fils utilisés d@ns les
cQcC

d) Sectipns de bandes Association possible dans la limit€_.de™+50 % des sections utili$ées
dans les CQC

Dimensigns

a) Surfgdce de la pastille de la diode ou Association possible dafs la limite de +50 % de la plus petite faille et

du transistor 200 % de la plus gran@dge taille utilisée sur le CQC

b) Surfgdce de la pastille du circuit intégré | Association possible dans la limite de +50 % de la plus petite faille et
200 % de la plus'grande taille utilisée sur le CQC

c) Nomlpre de sorties Toute association possible

Revétemlents de protection Associatign possible pour un méme matériau de protection et §ine
méme, technologie et passivation de la pastille

1) Pourl|les composants rapportés non agréés-qui sont qualifiés selon la procédure de 3.6.2.2 de la spédification

génériqul, les regles d'association pour les ‘circuits hybrides exigent la méme source de fabrication pour| chaque

composgnt rapporté.

2) Si le|]CQC ne comporte pas de Cirguit intégré, le nombre de transistors ou de diodes doit étre de [trois au

minimuni.

3) Sile|CQC hybride comprend-uh ou plusieurs circuits monolithiques sous forme de pastilles, le rapport|entre le

nombre {otal de fils connectés aux pastilles et le nombre total de fils connectés électriquement aux fils dg sorties

du boitief du CQC doit étre{ egal ou supérieur a 0,5.
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Table A.4 — Added non-encapsulated active chip components 1

Characteristics

Similarity rules

Component type 2) 3)

a) Transistor and diode

b) Integrated circuit
Presentation of components
a) Diffusion face-up

b) Diffusion face-down

Methods of mounting

Combination allowed within a) or b) but not between these two generi

c families

Combination allowed within a) or b) but not between these two presentations

Adhesive| eutectic, soldering, other
Wiring
a) Materigls (gold wire, aluminium wire, other)

b) Methods (thermocompression, thermosonic,
other)

c) Wire dipmeter

d) Tape cfoss-sectional area

Dimensiohs

a) Semicgnductor chip area

b) Integrated circuit chip area

¢) Numbdr of outputs

Protectivg coatings

Combination allowed within but not between these mounting method

No combination allowed between different basic metal wires

No combination allowed between different bonding fethods

Combination allowed within +50 % of wires gsed in CQCs

Combination allowed within £50 % of sectidnal area used in CQCs

Combination allowed within £50 %-of the smallest and 200 % of the |
on the CQC

Combination allowed within +50 % of the smallest and 200 % of the |
chip on the CQC

Any combination.allowed

Same coating material, chip technology and passivation combination

argest chip

bngest

1) Whien non-qualified added components are given qualified status by the procedures in 3.6.2.2 of thg
specifiqation, structural similarity rules for hybrid\gircuits require the same manufacturing source for ead

component.

2) If the CQC has no integrated circuit, the number of transistors or diodes shall be a minimum of three.

3) If the hybrid CQC contains one ormere monolithic circuit chips, the ratio of the total number of wires
to the fhip(s) to the total number(ofyelectrically connected CQC package leads shall be equal to, o

than 0,%.

generic
h added

bonded
greater
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Tableau A.5 — Composants rapportés, actifs, non encapsulés, autres que pastilles

1

Caractéristiques

Régles d'association

Type de

composants 2) 3)

a) Transistor et diode

b) Circu

it intégré

Présentation des composants

a) Composants encapsulés avec fils de

sortie

Association possible entre a) ou b) mais non entre elles

Pour une encapsulation donnée, association possible dans chacune

des catégories a) et b) mais non entre elles. De plus, le nombr

e des

, ) sorties du composant encapsulé est limité a 200 % par rapport a celui
b) Composants encapsulés sans fils de du CQC
sortie
Méthodef de report du composant et
interconpexions
Brasage| collage, soudage Association possible dans chacune de ces méthodes mais non|entre
elles
Encapsujation du composant Pas d'association possible sauf si:
a) la classification climatique et mécaniqué di’composant est|la
méme ou est plus sévere que la classification du CQC;
b) le circuit est hermétique
1 Pour|les composants rapportés non agréés qui sont qualifiés selon la precédure de 3.6.2.2 de la spédification
génériqu, les regles d'association pour les circuits hybrides exigent la méme source de fabrication pour| chaque
composgnt rapporté.
2 Sile|spécimen ne comporte pas de circuit intégré, le nombre de’transistors ou de diodes doit étre de|trois au
minimuni.
3 Sile|CQC hybride comprend un ou plusieurs circuits monolithiques sous forme de circuits intégrés, I¢ rapport
entre le pombre total de fils connectés aux circuits intégrés etile’'nombre total de fils connectés électriquenment aux
fils de sqrties du boitier du CQC doit étre égal ou supérieur(a,0,5.
Tableau A.6 — Composants passifs rapportés 1)
Caractéristiques Régles d'association
Type de composants
a) Composants avec fils de sorties Pas d'association possible entre a) et b) mais toute combinaispn
. \ possible dans chaque famille de composants couverte par le GQC, par
b) Composants sans fils de orties exemple condensateurs céramique classe |, résistances pavés| etc.
Méthodep de report et interconnexions
Brasage| collage, intereennexion par fil, Association possible dans chacune de ces méthodes mais non|entre
soudage elles
Dimensigns
Niveaux gassurance K et L Association possible dans la limite de dimensions latérales do{ibles ou
. maoitids-dae chaague comnosant utiliséd dans las PQP
Niveau d'assurance M o "

Toute association possible

1) Pour les composants rapportés non agréés qui sont qualifiés selon la procédure de 3.6.2.2 de la spécification
générique, les regles d'association pour les circuits hybrides exigent la méme source de fabrication pour chaque

composant rapporté.
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Table A.5 — Added encapsulated active component other than chips 1

Characteristics

Similarity rules

Component type 2 3

a) Transistor and diode

b) Integrated circuit

Presentation of components

a) Encapsulated components with leads

b) Encapsulated components without
leads

Combination allowed within a) and b) but not between these two generic

families

For a given encapsulation style, combination allowed within but not
between the presentation categories a) and b), and also within 200 % of

the number of leads on the encapsulated component of the CQC

Mountingrmrethods—amnd-mterconmections
Soldering, adhesive, welding

Compong¢nt encapsulation

Combination allowed within but not between these mounting, methods

No combination allowed unless:

a) the environment classification of the componentyis,the sam¢ or higher

than the environmental classification of the CQC;

b) the CQC is hermetically sealed.

1) Whlen non-qualified added components are given qualified status by the procedures in 3.6.2.2 of thd
specifiqation, structural similarity rules for hybrid circuits require the same mapufaeturing source for ead

component.

2) If the specimen has no integrated circuit, the number of transistors or diodés shall be a minimum of th

3) If the hybrid CQC contains one or more monolithic integratedr cireuits, the ratio to the total ny
connecfed integrated circuit leads to the total number of electrically-e0hnected CQC package leads shall

to or greater than 0,5.

Table A.6 — Added passive components 1)

Characteristics

Similarity rules

Component type
a) Comppnents with leads

b) Comppnents without leads

Mountindg methods and interconnections
Soldering adhesive, wire-bonding; welding
Dimensigns

Assessnlent levels K, and L

Assessnlent level-M

No combination allowed between a) and b) but any combinatiof allowed
within each component family covered by CQCs, for example, ¢eramic

capacitors class 1, resistor chips, etc.

Combination allowed within but not between these methods

Combination allowed within the limits of double or half the latefal
dimensions of each component used in the CQCs

Any combination allowed

1)  Whlen/hon<qualified added components are given qualified status by the procedures in 3.6.2.2 of thd
specifiqation’, structural similarity rules for hybrid circuits require the same manufacturing source for ead

component.

generic
h added

ree.

mber of
be equal

generic
h added
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Tableau A.7- Boitiers

Caractéristiques

Régles d'association

Procédé d'encapsulation

Non encapsulé

Enrobé

Cavité (scellement organique)
Matériau d'emballage

Matériau d'étanchéité

Association dans les limites de la taille du substrat (voir tableau A.2)
et mémes méthodes et matériaux de fixation des sorties

Pas d'association possible entre des systémes différents de matériaux
et de couches de protection

ldentiques

Identiques

Remplissage
Cavité (scellement minéral)
Matéfiau d'emballage
Matéfiau d'étanchéité
Remplissage

Sorties
Matéfiau, procédé et protection
Longpeur scellée

Matéfiau et méthode de connexion au
substrat

Caragtéristiques mécaniques
Esparement
Dimensions

Systéme|de marquage et méthode
d'applicdtion

Fixation Hu substrat

Identiques ou taux d'humidité plus réduit (point de rosée)

ldentiques
Identiques

Identiques ou taux d'humidité plus réduit (paint‘de rosée)

Constituant identique pour les sortie§ et pour l'isolement
Identiques ou supérieures

ldentiques

Identiques ou supériedres
Identique ou supérieure
Sections identigues ou supérieures

Tout systéme\et méthode d'application possibles

Matériat’ et procédé identiques
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Table A.7 — Packaging

Characteristics

Similarity rules

Encapsulation process

Non-encapsulated

Embedded

Cavity (inorganic seal)

Package material
Sealing material
Filling

Combination within the limits of the substrate size (see table A.2) and
same lead attachment methods and materials

No combination allowed between different material and protective
coating systems

Same
Same

Cavitly (organic seal)

Packpge material
Sealihg material
Filling

Lead

Matetfial, process and coating

Seal Jead length

Matefial and methods of connection to
subsfrate

MecHanical material characteristics
Spacjng

Dimehnsions

Marking pystem and method of application

Substratg attachment

Same or lesser humidity cantent (dnw-lnninﬂ

Same
Same
Same or lesser humidity content (dew-point)

Same material for leads and insulating material
Same or greater
Same

Same or greater
Same or greater
Same or greater cross-sectjonal area

Any possible system and"method of application

Same material and process
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Tableau A.8 — Masse et dimensions du boftier
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.

x

R

N

Parametre CQC ou circuit principal Dispositifs associés Limjtes 1) 2
Longueu X X aX, & x 4 bX
Largeur Y y a¥Y < y 4 by
Surface S = XY S = Xy eS< s ¢ fS
Epaisseyr z gZ< z 9 hz
Nombre fe sorties n uN< n 9 VN
Masse m M < m g kM
Masse pfir sortie M/N mén wM/N > m/n?3)
1) Quarld il y a deux limites, la plus sévére doit étre prise en compt@,
2) Pourl|des boitiers cylindriques, appliquer la méme régle aveeX = Y = diamétre.
3) Ce cflitére n'est applicable que quand les essais mécaniques sont exécutés sur le circuit fixé par ses|sorties. Il
ne s'appliqgue pas aux boitiers cylindriques d'un diametreCinférieur a 15,41 mm ni aux boftiers rectangylaires de
dimensidns inférieures & 17 mm x 17 mm.
Tableau A.9 — Limites d'association relative & la masse et aux dimensions

Niveau f’assurance 1) 2) a b e f g h i k u v w

K 0,2 1,5 0,1 1,5 0,8 1,2 0,2 1,8 0,5 2 1,2

L 052 2 0,1 2 0,5 1,5 n.a. n.a. 0,3 2 n.a.

M 0,2 2 n.a. n.a. 0,5 1,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1) «n.a.p signifie non.applicable.
2) Les Igttres indiquees en téte de chaque colonne sont celles de la quatriéme colonne du tableau A.8.
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Table A.8 — Mass and dimensions of package

x

PR ez

Parameter CQC or master circuit Associated devices Limits 1) 2)

Length X X axX < X | bX
Width Y y ay < vy |< by
Surface S = XY S = Xy eS < s|< fS
Thickneds Z z gz < z|g hz
Number pf terminations N n uN < n (< VN
Mass M m M < m|< kM
Mass pef termination M/N m/n WwM/N > mfn?3

1) Whele there are two limits, the more severe shall be considered.
2) For clylindrical packages, the same rule with X = Y = diametenis applied.

3) This Eriterion is only applicable where the mechanical tests-are carried out with the circuit fixed by its ferminals.
It is not|applicable to cylindrical packages with diameteriless than 15,41 mm nor to rectangular packpges with
dimensidns less than 17 mm x 17 mm.

Table A.9 — Limits of association in relation with mass and dimensions

Assesgment level 1) 2) a b e f g h i k u v w
K 0,2 1,5 0,1 15 0,8 1,2 0,2 1,8 0,5 2 1,2
L 0;2 2 0,1 2 0,5 15 n.a. n.a. 0,3 2 n.a.
M 0,2 2 n.a. n.a. 0,5 15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1) “n.a.’| means “not,applicable.

2) The lptters used in*the headings correspond to those of column 4 of table A.8.
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Tableau A.10 — Critéres d'association pour les essais climatiques
et de robustesse mécanique

60748-22 © CEI:1997

Ce tableau est une base permettant d'établir un ou plusieurs programmes d'essais pour
I'obtention ou l'extension du savoir-faire. Ce tableau s'aligne avec le tableau 1 ou 5 de la
présente spécification et les tableaux 2 et 3 ou 6 et 7 de la spécification particuliére cadre.

Il spécifie par groupe d'essais les aspects technologiques et les criteres permettant de décider
de la possibilité entre un circuit donné, non encapsulé ou enrobé et/ou des CQC.

Si une ou plusieurs conditions dans un groupe d'essais ne sont pas remplies, les principes
d'association ne peuvent étre appliqués et le savoir-faire du fabricant doit étre étendu pour

couvrir les nyigpnr‘nc Inartir‘nlir‘:rpq ace groupe d'essais
NOTIE — Les exigences sont soit obligatoires (x) soit non applicables ().
N° Non Enrobé Cavité Cavité Critere Notes
encapsulé (scellement | (scellement
organique) minéral)
Tableau fd'essais applicables : — étanchéité (circuits a cavité seulement)
Sous-grqupe 04

1 - - X X Programmes d'essais €t/ou conditions
identiques ou moin§ sgveres.

2 - - X X Méme méthode ‘defabrication et méme
type/matériau-de boitier (tableau A.7).

3 - - X X Associativité dans le cadre du tableau A.8.

4 - - X X Mémes matériaux aux faces périphériques
et\finales de scellement, et méme méthode
d'execution des scellements (tableau A.7).

5 - - X X Méme matériau de base du substrat D
(tableau A.2).

6 - - X X Méme matériau externe des sorties, mémes 2)
procédés, matériaux, et épaisseur des
revétements/protections (tableau A.7)

1) Applicable seulement quand le substrat est'une partie intégrante de I'enveloppe de scellement («integrdl
substratg package»).

2 Applitable uniquement si les sorties)font partie du scellement.

Tableau p'essais applicables : = vibrations par balayage de fréquence

Groupe ] — chocs, suivi par

Sous-grqupe C2 — accélération constante

1 X X X X Programme(s) d'essais et/ou conditions
identiques ou moins séveres

2 - X X X Méme méthode de fabrication et méme
type/matériau de boitier (tableau A.7)

3 X X X X Associativité dans le cadre du tableau A.8

4 = X X X Memes materiaux, metnodes et procedes
utilisés pour I'encapsulation du circuit
(tableau A.7)

5 X X X X Mémes spécifications de matériaux et
mémes méthodes de fixation et de con-
nexion des composants rapportés sur le
substrat, et du substrat au boitier (tableaux
A.3, A.4, A5, A.6)

6 - - X X Mémes matériaux aux faces périphériques
et finales de scellement et méme méthode
de fabrication des scellements (tableau A.7)

7 - X X X Méme longueur ou longueur supérieure de
connexion passant dans le scellement au
niveau le plus étroit (tableau A.7)

(suite)
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Table A.10 — Combination of criteria for environmental,
including mechanical, testing

- 71 -

This table serves as the basis for establishing test programmes for the assessment or the
extension of a claimed capability. This table aligns with tables 1 or 5 of this specification and
tables 2 and 3 or 6 and 7 of the blank detail specification.

It specifies per test group the technological aspects and criteria to be met for deciding on
structural similarity between a given non-encapsulated or embedded circuit and/or CQCs.

When one or more of the criteria of a test group are not met, structural similarity principles

cannot be applied and the manufacturer's capability has to be extended to cover the particular
requirements for that test group.
NOTE — Requirements are either mandatory (x) or not applicable (-).
No. | Wnencap- | Embedded Cavity Cavity Criteria Notes
sulated (organic (inorganic
seal) seal)
Applicable test table: — sealing (cavity circuits only)
Subgroup 04

1 - - X X Same or less severe_test schedule(s) and/or
conditions

2 - - X X Same package, style/material and
construction method (table A.7)

3 - - X X Similarity’within table A.8

4 - - X X Same materials at peripheral and final seal
faces, and same method of making seals
(table A.7)

5 - - X X Same basic substrate material (table A.2) )

6 - - X X Same external lead material, plating/coating 2)
process and material(s), and thickness of
plating/coating (table A.7)

1) Applitable only when the substrate is ad-integral part of the sealing envelope (integral substrate packade).
2 Onlyapplicable where leads form part-of the seal.

Applicable test table: — vibrations, swept frequency or

Group 1 — shock, followed by

Subgroup C2 — acceleration, steady-state

1 X X X X Same or less severe test schedules and/or
conditions

2 - X X X Same package style/material and
construction method (table A.7)

3 X X X X Similarity within table A.8

4 = X X X Same material(s), methods and process
conditions used for encapsulation of the
circuit (table A.7)

5 X X X X Same material specifications and process
methods for attachment and connection of
added components to substrate and
substrate to package (tables A.3, A.4,

A.5, A.6)

6 - - X X Same materials at peripheral and final seal
faces and same method of making seals
(table A.7)

7 - X X X Same or greater lead length along minimum
seal path (table A.7)

(continued)
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N°

Non
encapsulé

Enrobé

Cavité
(scellement
organique)

Cavité
(scellement
minéral)

Critére

Notes

Mémes dimensions des sections des connexions
de sortie au point de montage

Méme longueur ou longueur supérieure de
connexion passant dans le scellement au niveau le
plus étroit (tableau A.7)

1)

10

Méme méthode d'ancrage externe direct des
connexions de sortie au substrat, si applicable
(tableau A.7)

11

Mémes matériaux de base et mémes méthodes d¢g
connexion entre les fils de sortie a l'intérieurdu
boftier et la circuiterie interne (tableau A.4)

12

Méme matériau extérieur des connexions/de
sortie, procédés de revétement/ protection et
épaisseur de substrat dans la limite_de 10 % de
ceux du CQC (tableau A.2)

13

Méme matériau de base dusubstrat (tableau A.2)

14

Epaisseur nominale du substrat identique a 10 %
prés de celle du CQE (tableau A.2)

15

Méme gamme de(matériaux ou gamme plus
étroite, mémes, méthodes utilisées pour les
connexions<uy le substrat ou entre substrats
(tableau A.3)

16

Méme déflection ou plus sévére de I'embase du
boitier'ou de son couvercle sous I'accélération
maximale spécifiée (modele mathématique
acceptable) (tableau A.7).

17

P1 est le méme ou inférieur, ou P1 =
poids du substrat équipé ou du composant

section minimale spécifiée du ou des joints de fixation

2)

18

Mémes regles de conception concernant les
connexions internes (fil ou ruban), longueurs entrg
points de fixation et distances.

19

Masse et dimensions dans les limites
du tableau A.9

1

20

Méme méthode de fixation du boftier pour I'essai

21

Méme spécification de dureté de la connexion de
sortie (tableau A.7)

1)

22

Méme remplissage s'il n'est pas gazeux
(tableau A.6)

23

composants passifs rapportés, types génériques
(tableau A.6)

24

Méme gamme ou gamme plus réduite de
composants semiconducteurs rapportés types
génériques (tableau A.5)

25

Méme gamme ou gamme plus réduite de
matériaux de base des couches (tableau A.3)

1)

2)

Applicable seulement aux circuits destinés a étre montés par leurs connexions de sorties.

Applicable au substrat monté, incluant tout composant rapporté fixé a I'embase du bofitier a cavité, et aussi au
composant individuel rapporté sur le substrat.

(suite)
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No. [ Unencap- | Embedded Cavity Cavity Criteria Notes
sulated (organic (inorganic
seal) seal)

8 X - - - Same lead cross-sectional dimensions at point
of mounting

9 - X X X Same or greater lead length along minimum seal 1)
path (table A.7)

10 - X X X Same method of external lead anchorage direct
to substrate — if applicable (table A.7)

11 - X - - Same basic materials and methods for
connection from lead-throughs nside packagg tp
internal circuitry (table A.4)

12 X X X X Same external lead material, plating/coating
process and substrate thickness withior 10 % of
nominal CQC (table A.2)

13 X X - - Same basic substrate material, (table A.2)

14 X X - - Nominal substrate thickness within 10 % of
nominal CQC (table A.2)

15 - X X X Same or lesser range.ofimaterial(s) and same
methods used for intfa-connection links on or
between substrates‘(table A.3)

16 - - X X Same or les§,severe deflection of package basg
and lid updermaximum specified acceleration
(mathematical model acceptable) (table A.7)

17 X - X X P1 is‘the same or less, where Pl = 2)

weight of substrate assembly or component

minimum specified cross-section of attachment joint(s)

18 X - X X Same design rules relating to intra-connection
(wire or tape), unsupported lengths and
clearances

19 X X X X Mass and dimensions within the limits of 1)
table A.9

20 X X X X Same package mounting method used for tests

21 X X X X Same lead hardness specifications (table A.7) 1)

22 - - X X Same filling, if non-gaseous (table A.6)

23 X X X X Same or lesser range of added passive
component, generic type (table A.6)

24 X X X X Same or lesser range of added semiconductor
component, generic type (table A.5)

25 X X X X Same or lesser range of basic film materials
(table A.3)

1)

2)

individual added components attached to substrate.

Applicable only to circuits intended to be mounted by the leads.

Applicable to assembled substrate including any added components attached to cavity package base and also to

(continued)
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Tableau A.10 (suite)

N° Non Enrobé Cavité Cavité Critéere Notes

encapsulé (scellement | (scellement
organique) minéral)
Tableau d'essais applicables : — résistance a la chaleur de brasage
Groupe 1 — résistance aux solvants
Sous-groupe C3 — variation de température
— essai continu de chaleur humide

1 X X X X Programme(s) d'essais et/ou conditions
identiques ou moins séveéres

2 - X X X Méme méthode de fabrication et méme
type/matériau de boitier (tableau A.7)

3 - X X X Associativité suivant le tableau A.8

4 - X X X Méme(s) matériau(x), méthodes et procédes uti
lisés pour I'encapsulation du circuit (tableau A.7)

5 X X X X Méme(s) spécification(s) de matériaux-et mémels
méthodes de fixation et de connexion des
composants rapportés sur le substrat, et du
substrat au boitier (tableau A, 7)

6 - - X X Mémes matériaux aux fages périphériques et
finales de scellement/€t méme méthode de
fabrication des scellements (tableau A.7)

7 - X X X Mémes dimensions des sections des connexionps
de sortie a la sertie du boitier ou du scellement
(tableau A.7)

8 X X X X Méme €spacement nominal, ou supérieur, des
conngxions de sortie dans chaque rangée
(tableau A.7)

9 X X X X Méme méthode d'ancrage externe direct des
connexions de sortie du substrat, si applicable
(tableau A.7)

10 - X - - Mémes matériaux de base et mémes méthodes
de connexion entre les fils de sortie a I'intérieur
du boitier, et la circuiterie interne (tableau A.7)

11 X X X X Méme matériau de base des connexions de
sortie, mémes matériaux, procédés et épaisseu
de revétement /protection (tableau A.7)

12 X X X X Méme matériau de base du substrat (tableau A.2

13 - X - - Epaisseur nominale du substrat identique a 1)
10 % pres de celle du CQC (tableau A.2)

14 - X X X Méme ou plus grande distance d'isolement a la
sortie des connexions de sortie du scellement
(tableau A.7)

15 - X X X Méme ou plus petit gradient moyen de tension
dans la partie isolante du scellement de la sortig
des connexions calculéd 3 pnrfir des conditions
électriques nominales (tableau A.7)

16 - X - - Méme ou plus grande épaisseur de matiére(s)
plastique(s) d’enrobage sur les interfaces
critiques (tableau A.7)

17 X X X X Mémes matériaux et méme méthode
d'application du marquage (tableau A.7)

18 - X X X Méme ou plus grande longueur de la connexion
de sortie dans le scellement pris a sa partie la
plus étroite (tableau A.7)

19 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite de
matériaux de base des couches (tableau A.3)

1)

Une dérogation collective a ces prescriptions peut étre

accordée aprés démonstration que la structure du circuit

est telle que I'élévation de température est identique ou inférieure a celle du CQC aux mémes endroits pendant
I'essai a la chaleur de soudage.

(suite)
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No. | Unencap- | Embedded Cavity Cavity Criteria Notes
sulated (organic (inorganic
seal) seal)

Applicable test table:

Group 2

Subgroup C3

— resistance to soldering heat
— resistance to solvents

— change of temperature

— damp heat, steady-state

X

X

Same or less severe test schedule and/or
conditions

Same package style/material and construction
method (table A.7)

Similarity within table A.8

Same material(s), methods and process
conditions used for encapsulation of the circuit
(table A.7)

Same material specification(s),and process
methods for attachment and/coannection of add¢
components to substrate ahd ‘substrate to
package (table A.7)

o

Same materials at peripheral and final seal facq
and same method\of making seals (table A.7)

[7])

Same lead crossySectional dimensions at exit
from package or seal (table A.7)

Same a@f)greater basic lead spacing within any
row of leads (table A.7)

Same method of external lead anchorage direct
to, substrate — if applicable (table A.7)

10

Same basic materials and methods for
connection from lead-throughs inside package tp
internal circuitry (table A.7)

11

Same external lead material, plating/coating
process and material(s) and thickness of
plating/coating (table A.7)

12

Same basic substrate material (table A.2)

13

Nominal substrate thickness within £10 % of
nominal CQC (table A.2)

1)

14

Same or greater insulation surface distance at
exit of lead(s) from seal (table A.7)

15

Same or lower mean voltage gradient across the
insulation surface at exit of lead(s) from seal, a
identified from rated electrical conditions

(table A.7)

16

Same or greater thickness of embedding

plastic(s) over critical interfaces (table A.7)

17

Same marking material system and method of
application (table A.7)

18

Same or greater lead length along minimum seal
path (table A.7)

19

Same or lesser range of basic film materials
(table A.3)

1)

These requirements can be collectively waived by demonstrating that the circuit structure is such that, compared

to the CQC, the same or lower temperature rise at comparable material interfaces occurs during the solder heat test.

(continued)
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N° Non Enrobé Cavité Cavité Critere Notes
encapsulé (scellement | (scellement
organique) minéral)

20 X X X X Méme procédé de base pour les couches
(tableau A.3)

21 - X - - Mémes regles de conception concernant les
connexions internes (fil ou ruban), les longueurs
entre points de fixation et distances (tableaux
A.4, A.6)

22 X X X X Gamme identique ou plus réduite de
composants passifs rapportés, types générigue
(tableau A.6)

23 X X X X Gamme identique ou plus réduite de
composants semiconducteurs rapportésy
types génériques (tableau A.4)

Tableau d'essais applicables : — soudabilité
Groupe — traction
Sous-grqupe D2 — flexion

— poussée

1 - X X X Méme type/matériau gt méthode de fabrication
du boitier (tableau A7)

2 - X X X Associativité suivant le tableau A.8 1)

3 - X X X Mémes materiaux, méthodes et conditions de
fabrication utilisées pour I'encapsulation du
circuit {tableau A.7)

4 - X X X Mémes dimensions des sections de connexions|
de‘sortie a la sortie du boitier ou du scellement
(tableau A.7)

5 - X X X Méme spécification de dureté des connexions de
sortie (tableau A.7)

6 - X X X Méme espacement nominal, ou supérieur, des 1)
connexions de sortie dans chaque rangée
(tableau A.7)

7 X X pé X Méme matériau de base externe des connexiong
de sortie, mémes matériaux, procédés de
revétement/protection (tableau A.7)

8 - X X X Méme méthode d'ancrage externe direct des
connexions de sorties ou substrat, si applicable
(tableau A.7)

9 - X X X Méme ou plus grande longueur de la connexion 2)
de sortie dans le scellement pris a sa partie la
plus étroite (tableau A.7)

10 - - X X Méme matériau d’isolement (de base) utilisé
pour les scellement des connexions de sortie
(ahlegu A7)

\ 7

11 - X X X Méme ou plus grande surface externe minimale 3)
de la section des connexions de sortie
individuelle (tableau A.7)

12 - X X X Méme ou plus petite hauteur du ménisque
permise sur les connexions de sortie a la sortie
au niveau du plan de scellement

13 X X X X Méme méthode et équipement d'évaluation de la
soudabilité utilisée

1)
2)

3)

Applicable au pliage (rangée) uniquement.

Applicable seulement aux boftiers a cavité avec corps métallique.

Applicable a la traction et au pliage (fil/ruban) seulement.

(suite)



https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

60748-22 © IEC:1997 - 77 -
Table A.10 (continued)
No. | Unencap- | Embedded Cavity Cavity Criteria Notes
sulated (organic (inorganic
seal) seal)
20 X X X X Same basic film process (table A.3)
21 - X - - Same design rules relating intra-connections
(wire or tape), free lengths and clearances
(tables A.4, A.6)
22 X X X X Same or lesser range of added passive
components, generic types (table A.6)
23 X X X X Same or lesser range of added semiconductor
Component, generic types (table A.4)
Applicable test tables: — solderability
Group 3 — tensile
Subgroup D2 — bending
— thrust
1 - X X X Same package style/material andconstruction
method (table A.7)
2 - X X X Similarity within table A.8 1)
3 - X X X Same material(s), methods and process
conditions used faf\éncapsulation of the circuit
(table A.7)
4 - X X X Same lead c£ross-sectional dimensions at exit
from package or seal (table A.7)
5 - X X X Same lead hardness specification (table A.7)
6 - X X X Same or greater basic lead spacing within any 1)
row of leads (table A.7)
7 X X X X Same basic external lead material,
plating/coating process and material(s)
(table A.7)
8 - X X X Same method of external lead anchorage direct
to substrate, if applicable (table A.7)
9 - X X X Same or greater lead length along minimum segl 2)
path (table A.7)
10 - - X X Same insulation (basic) material used for lead
seals (table A.7)
11 - X X X Same or greater minimum external cross- 3)
sectional area of individual leads (table A.7)
12 - X X X Same or less meniscus height permitted on
leads at exit from seal surface plane
13 X X X X Same solderability assessment method and
requirement
1) Appli":\hln to. hnnrﬁng (I’ﬁ\l\l) r\nl\ll

2) Applicable only to cavity packages with metal bodies.

3) Applicable to tensile and bending (wire/strip) only.

(continued)
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Tableau A.10 (suite)

N° Non Enrobé Cavité Cavité Critere Notes
encapsulé (scellement | (scellement
organique) minéral)
Tableau d'essais applicables : — stockage a froid
Groupe 4 — stockage en chaleur seche
Sous-groupe C4
1 X X X X Programme(s) d'essais et/ou conditions identiques
ou moins séveres
2 - X X X Méme méthode de fabrication et méme
type/matériau de boftier (tableau A.7)
3 X X X X ASSOCatvite suivant e tapieau A.8
4 - X - - Mémes matériau(x), méthodes et procédés utilisés

pour I'encapsulation du circuit (tableau A.7)

5 X X X X Méme(s) spécification(s) de matériaux efymémes
méthodes de fixation et de connexion‘des
composants rapportés sur le substrat; et du
substrat au boitier (tableaux A.4, a5A%7)

6 - - X X Mémes matériaux aux faces-péetiphériques et
finales de scellement et méme méthode de
fabrication des scellements) (tableau A.7)

7 - - X X Mémes spécificationside’gaz intérieur ou autre
remplissage, y compris impuretés et teneur en
eau (tableau A7)

8 X X X X Mémes matériaux de base du substrat
(tableau AN2)

9 X X X X Méme.gamme ou gamme plus réduite de
composants passifs rapportés, types génériques
(tabléau A.6)

10 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite de
composants semiconducteurs rapportés, types
génériques (tableaux A.4 et A.5)

11 X X X X Exigences comparables dans la stabilité des
couches et des éléments de circuit rapportés
(chaleur séche seulement) (tableaux A.2 a A.6)

12 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite des
matériaux de base des couches (tableau A.3)

13 X X X X Méme procédé de base pour les couches
(tableau A.3)

(suite)
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Table A.10 (continued)

No. [ Unencap- | Embed Cavity Cavity Criteria Notes
sulated ded (organic (inorganic
seal) seal)
Applicable test table: — cold storage
Group 4 — dry heat storage
Subgroup C4

1 X X X X Same or less severe test schedules and/or
conditions

2 - X X X Same package style/material and construction
method (table A.7)

3 X X X X SIHMHIarty WItHimn tabie A.o

4 - X - - Same material(s), methods and process
conditions used for encapsulation of the circuit
(table A.7)

5 X X X X Same material specification(s) and process
methods for attachment and connection of added
components to substrate and subsirate to package
(table A.4 to A.7)

6 - - X X Same materials at peripheral.and final seal faces
and same method of making seals (table A.7)

7 - - X X Same internal gas or ether filling, including any
impurity and water-centent specifications
(table A.7)

8 X X X X Same basic'substrate material (table A.2)

9 X X X X Same onlesser range of added passive
component, generic types (table A.6)

10 X X X X Samre or lesser range of added semiconductor
component, generic types (tables A.4 and A.5)

11 X X X X Comparable requirements in the stability of film
and added circuit elements (dry heat only)
(tables A.2 to A.6)

12 X X X X Same or lesser range of basic film materials
(table A.3)

13 X X X X Same basic film process (table A.3)

(cpntinued)
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Tableau A.10 (fin)

N° Non Enrobé Cavité Cavité Critere Notes
encapsulé (scellement | (scellement
organique) minéral)
Tableau d'essais applicables : — endurance 1 000 h
Groupe 5 — endurance 2 000 h
Sous-groupe D1
1 X X X X Programmes d'essais et/ou conditions identiques
ou moins séveres
2 - X X X Méme méthode de fabrication et méme
type/matériau de boftier (tableau A.6)
3 = X X X ASSOCatvite suivant e tapieau A.8
4 - X X - Mémes matériaux, méthodes et procédés utilisés

pour I'encapsulation du circuit (tableau A.7)

5 X X X X Mémes spécifications de matériaux et mémes
méthodes de fixation et de connexion‘des
composants rapportés sur le substrat; et du
substrat au boitier (tableaux A.4, a5A%7)

6 - - X X Mémes matériaux aux faces-péetiphériques et
finales de scellement et méme méthode de
fabrication des scellements) (tableau A.7)

7 - - X X Mémes spécificationside’gaz intérieur ou autre
remplissage, y compris impuretés et teneur en
eau (tableau A.2)

8 X X X X Mémes matériaux de base du substrat
(tableau AN2)

9 X X X X Méme.gamme ou gamme plus réduite de
composants passifs rapportés, types génériques
(tabléau A.6)

10 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite de
composants semiconducteurs rapportés, types
génériques (tableaux A.4 et A.5)

11 X X X X Température maximale égale ou inférieure a des
interfaces comparables et dans les conditions
électriques spécifiées de fonctionnement

12 X X X X Exigences comparables ou inférieures pour la
stabilité des couches et des éléments de circuit
rapporté (tableaux A.3 a A.5)

13 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite des
matériaux de base pour les couches (tableau A.3)

14 X X X X Méme procédé de base pour les couches
(tableau A.3)

15 X X X X Mémes regles de conception géométrique,
électrique et thermique des couches (tableau A.3)

16 X X X X Méme procédé d'ajustage des couches
(taiiedu A.35)
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Table A.10 (concluded)

No. | Unencap- |Embed Cavity Cavity Criteria Notes
sulated ded (organic (inorganic
seal) seal)
Applicable test table: — endurance 1 000 h
Group 5 — endurance 2 000 h
Subgroup D1
1 X X X X Same or less severe test schedule(s) and/or
conditions
2 - X X X Same package style/material and construction
method (table A.6)
3 - X X X SIHMHarity WIthimn tabie A.o
4 - X X - Same material(s), methods and process conditions

used for encapsulation of the circuit (table A7)

5 X X X X Same attachment specification(s) and process
methods for attachment and connection of added
components to substrate, and subsirate to
package (tables A.4 to A.7)

6 - - X X Same materials at peripheral‘and final seal faces
and same method of makingiseals (table A.7)

7 - - X X Same internal gas or aether’filling, including any
impurity and water content specifications
(table A.2)

8 X X X X Same basic subsStrate material (table A.2)

9 X X X X Same or I€ssef range of added passive

component,*generic types (table A.6)

10 X X X X Same'or lesser range of added semiconductor
component, generic types (tables A.4 and A.5)

11 X X X X Same or lower maximum temperature at
comparable material interfaces under rated
electrical conditions of use

12 X X X X Comparable or lesser requirements in the stability
of the film and added circuit elements (tables A.3
to A.5)

13 X X X X Same or lesser range of basic film materials
(table A.3)

14 X X X X Same basic film process (table A.3)

15 X X X X Same geometrical, electrical and thermal design

rules applied to film layout (table A.3)

16 X X X X Same trimming process applied to film elements
(table A.3)
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Annexe B
(normative)

Contenu minimal du manuel de savoir-faire du fabricant
pour les circuits a couches épaisses

B.1 Domaine d'application

Cette gnnexe Tixe [es exigences du manuel de savoir-faire pour Ies circuits integres hybrides a
couchefs épaisses et les circuits a couches épaisses. Il ne s'applique pas aux couches|minces
ou aux|circuits intégrés a semiconducteurs.

Le terme hybride est défini en 2.4.13 de la spécification générique et le domaihe d'application
de cetfe norme comprend l'utilisation de tous les composants rapportés associgs a la
technologie de base des couches épaisses.

NOTE - En complément des exigences de cette annexe, le fabricant jpett’ introduire des infdrmations
compglémentaires, par exemple sur le contrble des procédés et les programmes de contrdle, qu'il qonsidéere
nécegsaires pour la totalité du contréle de son savoir-faire.

Pour plus de commodité, le manuel de savoir-faire doit donner l'information approprige sous
chaqug rubrique donnée ci-dessous. A l'article 1 du mantel de savoir-faire, le fabricant doit
déclardr la totalité du domaine d'application de son sayvoir-faire et le niveau d'assurance qu'il
applique. Si la procédure 3.2 de la spécification géneérique est prise en compte, le mahuel de
savoir-faire fait référence au contréle de ces étapes qui n'ont pas été exécutées sous le
contréle direct d'un contréleur agréé.

B.2 Participation du client dans le dessin du*circuit

Le fabrjcant doit déclarer s'il permetiJ@participation du client a la conception technologique et
au dessin des circuits. Dans le cas.d'un dispositif fabriqué selon cette spécification ou le client
assure|la conception et le dessinidu circuit, le fabricant prend la responsabilité d'assufer que
ses domnées de conception qualifiées et ses regles de dessins ont été respectées.

B.3 REsumé du savoir<faire

En conjplément des.\particularités exigées au tableau 1 de la spécification générique pour les
circuits| intégrés_hybrides a couches et les circuits intégrés a couches, les données syivantes
de la tgchnologie/de base doivent étre spécifiées. Ces informations doivent étre donnégs dans
la QPL

a) type'de substrat, par exemple alumine, oxyde de béryllium;

b) types d'encres, nombre de couches et méthodes de formation du dessin, par exemple
sérigraphie, encre de marquage;

c) gamme des éléments des couches, par exemple conducteurs, résistances,
condensateurs, etc.;

d) méthodes d'ajustage des éléments des couches, par exemple laser, étincelage, usure
par l'air;

e) méthodes de fixation des connexions aux substrat, par exemple brasage ;

f) méthode d'encapsulation de base, par exemple boitier hermétique, boftier plastique ;

g) types de composants rapportés, par exemple condensateurs pour montage en surface,
dispositifs a semiconducteurs discrets, pastilles de semiconducteurs et méthodes
correspondantes de montage,;



https://iecnorm.com/api/?name=f3ca7a7e9e68742692d8afe5c22f6b70

60748-22 © IEC:1997 - 83 -

Annex B
(normative)

Minimum contents of a manufacturer's capability manual
for thick film circuits

B.1 Scope

This anjnex establishes the requirements for the capability manual Tor thick Tilm and hybr
film intg¢grated circuits. It does not apply to thin film or semiconductor integrated circuits

The teqm hybrid is defined in 2.4.13 of the generic specification and the scope -of this
includeg the use of any of the added components in association with the|basic th

id thick

annex
ck film

— In addition to the requirements stated herein the manufacturer may include additional informption, for

ol of his

For eagse of reference the capability manual shall give information under the headingg given

below @s appropriate. In clause 1 of the capability manual; the manufacturer shall dec
entire gcope of his capability and state which assessmentfevel applies. Where the prg
under 3.2 of the generic specification is invoked, the capability manual shall make refer
the surpeillance of those stages which are not carrieéd ‘out under the direct surveillanc
approval chief inspector.

B.2 Cpustomer participation in the layout

The manufacturer shall declare whether~the permits customer participation in the techn

are the
cedure
ence to
e of an

blogical

design |and layout of circuits. In the ¢ase of a device manufactured to this standard where the

customler has provided the design-and layout, it shall be the responsibility of the manu
to ensyre that his approved design-and layout rules have been followed.

B.3 Chppability abstract

The stqtement of basictechnology in addition to the details required in table 1 of the
specifigation for filmand hybrid film integrated circuits shall include the following which §
used in the QPL.:

a) type of substrate, for example, alumina, beryllium oxide;

acturer

generic
shall be

screen

b) types of inks, numbers of layers and methods of pattern formation, for example,

printigHkcwtag:

¢) range of film elements, for example, conductors, resistors, capacitors, etc.;
d) methods of trimming of film elements, for example, laser, spark erosion, air abrasi
e) methods of lead attachment to the substrate, for example, soldering;

f) basic encapsulation method, for example, hermetic, plastic;

g) types of added components, for example, chip capacitors, discrete semico
devices, semiconductor dice and related methods of attachment;

on;

nductor
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h) méthodes d'interconnexion entre les circuits, selon leur types, par exemple soudure par
fil, soudage;

i) (non applicable aux substrats-porteurs) méthodes de fixation du substrat au boftier, par
exemple soudage par eutectique, adhésif organique, etc.;

j) limites du savoir-faire — gamme des valeurs/tolérances, appariement si approprié,
conducteurs, résistances, condensateurs, etc.

NOTE - Toutes les limites du savoir-faire peuvent ne pas étre atteintes simultanément.

B4 M

Cet arti

atériaux et composants rapportés

cle du manuel de savoir-faire doit-

a) iq
mat
b) d
etid
c) i
Spéq

B.4.1

Le ma
rubriqu
énumeé
mais dg
points

Les poi

B.4.1.1

B.4.1.1

B.4.1.1

B.4.1.1

entifier et fournir la preuve de l'existence de spécifications d'approvisionnemg
Briaux qui sont critiques pour la qualité des circuits;

Ecrire les méthodes utilisées pour vérifier I'aptitude des matériaux utilisés en pro
entifier la documentation nécessaire pour garantir la qualité des matériaux spécif

diquer les méthodes de contréle pour les composants rappodrtés (voir 3.6.3
ification générique).

Spécifications d'approvisionnement des matériaux

bs appropriées énumérées ci-dessous. La colonne «Contenu des spécific
e les données qui doivent étre comprises dansdes spécifications d'approvisionr]

compris dans chaque paragraphe est donnée a titre de guide et n'est pas exh
nts sont applicables lorsque des procédés-de technologie particuliére sont conce

Matériaux utilisés dans le ciredit et le boitier
Contenu des spécifications

1 Substrat Types de matériaux, composition et car
ristiques, caractéristiqgues thermiques e
mécaniques

2 Encres de.marquage, pates Types, composition et caractéristiques
et vernis

3 Matériaux d'assemblage Types de matériaux, par exemple barre
connexion, colles, soudures, fils et

ent des

duction
iés;
de la

huel doit identifier les spécifications d'approvisiofnement correspondantes sogus les

ations»
ement,

p telles données ne sont pas exigées dans Jesmranuel du savoir-faire. L'énumérajilon des

ustive.
rnés.

acté-

tes de

connexions, vernis

B.4.1.1

.4 Composants rapportés Types, numéros des spécifications ou autre

donnée de référence des composants
rapportés qualifiés. Information sur les
types préférentiels des composants.

En complément, le manuel de savoir-fai

re

doit donner les particularités d'un systéme

d'approvisionnement approprié, et les
exigences de contrble et d'essais pour |
composants rapportés.

es
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h) methods of interconnecting within the circuits according to type, for example, bonding,
soldering;

i) (not for integral substrate packages) methods of attaching substrate to package, for

example, eutectic bond, organic bond, etc.;

j) boundaries of capability — range of values/tolerance, matching where appropriate,
conductors, resistors, capacitors, etc.

NOTE - It may not be possible to achieve all the limits of the capability in combination.

B4 M

This cl

aterials and added components

use of the capahility manual shall*

a) iq
mat

b) d
the

c) i
speq

B.4.1

The m

include
The lis
Items 3

B.4.1.1

B.4.1.1

B.4.1.1

B.4.1.1

B.4.1.1

ification).

Material purchasing specifications

Materials in circuit and package

1 Substrates

2 Printing inksipastes and glazes

3 Assembly.materials

4 Added components

entify and provide evidence of the existence of purchasing specifications
brials which are critical for the quality of the circuits;

escribe the methods used to verify the suitability of materials for production and
locumentation necessary to ensure consistent quality of the specified materials;

dicate the inspection methods for added components (see/\3.6.2 of the

anual shall identify the relevant purchasing specifications under the app
headings as listed below. The "Specification contents'Scolumn lists the data which g
d in the purchasing specifications but such datads not required in the capability 1
of items included in each subclause is intended for guidance and is not exhaustive.
re applicable where relevant to the particular process technology.

Specification contents

Types of materials, composition and
characteristics, thermal and mechanicd|
characteristics

Types, composition and characteristics
Types of materials, for example, lead f1
adhesives, solders, leads and terminati
varnishes

Types, specification numbers or other
reference data of the added componen

for the

identify

generic

opriate
hall be

hanual.

ames,
ons,

S

approved for use. Information on prefe

red

types of components. In addition, the

capability manual shall provide details of an

appropriate purchasing system, and
inspection and testing requirements for
components

added
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.5  Matériaux pour boitiers et Types de matériaux, par exemple boitiers,

électro-dépositions (plaquage), moulages,

résines thermodurcissables, vernis,
revétements, identification et marquage

Combinaison de matériaux, par exemple

Kovar-verre, verre-céramique

Type de plastique utilisé pour les
encapsulations plastigues ou partiellem

nt en

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.2

Le ma
ci-dess|

des matériaux qui sont critiques pour la qualité des circuits.

plastique

Liste des boitiers normalisés utilisés ou
référence au controle des dessins des
bofitiers non normalisés

Matériaux utilisés pour les procédés

1 Dessins des circuits Types et caractéristiques de matériaux
utilisés dans la conception et les dessin

longévité
2  Ecran de sérigraphie Types.et caractéristiques des mailles

3 Matériaux utilisés pour Types de matériaux, composés chimiqu
les procédés utilisés dans la préparation du circuit,
ajustage, réglage

4  Matériaux d'assemblage Types et caractéristiques de matériaux
utilisés pour le montage, par exemple a
de nettoyage

Vérification des-matériaux

nuel doit™~décrire toutes les méthodes pour vérifier I'aptitude des matériaux
Us poudnla production et toute autre documentation nécessaire pour garantir la

s d'un

circuit, par,exemple stabilité dimensionnelle,

gents

décrits
qualité
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5 Package and encapsulation

materials

- 87—

Types of materials, for example cases,

caps,

lids, finishes, platings, mouldings, thermo-
setting resins, varnishes, coatings, identifica-

tion and marking

Material combinations, for example, Kovar-

glass, glass-ceramic

Type of plastic used for plastic or part plastic

encapsulations

List of standard packages used, or refe

ence

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.1.2

B.4.2

The m
materid
quality

Materials used in processing

1 Artwork

2 Printing screens

3 Processing materials

4 Assembly materials

Material verification

hnual shall describe any method“for the verification of the suitability of the)
Is for production and any othier documentation necessary to ensure the conpsistent
pf those materials which are critical to the quality of the circuits.

to control of drawings for non-standard
packages

Types and characteristics ‘off materials
in circuit design and artwerk, for examg
dimensional stability,- durability

Types, mesh characteristics

Types of materials, chemicals used in g
preparatian, adjustment, trimming

Types.and characteristics of materials
as aids to assembly, for example, clear
agents

ised
le

ircuit

ised
ing

above
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B.5 Reégles de conception et d'implantation du circuit
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On doit faire référence aux regles détaillées utilisées pour la conception et I'implantation des
circuits. Le manuel doit contenir les données suivantes si approprié.

Caractéristiques

a) Pistes des conducteurs
Largeur de piste
Epaisseur de piste
Espace entre pistes paralléles

Limite(s) de conception a donner

Min.
Min. Max.
Min.

Espfce entre piste, plage de soudure, plots pour les
conpexions externes ou toute combinaison

Espfice entre toute métallisation et le bord du substrat
Dimgnsions des plages pour les connexions
Dimgnsions des plages pour les essais

Rés|stivité des pistes conductrices

Dengité de courant pour chaque matériau conducteur
Disgipation d'une piste

Toute exigence pour les recharges en métal de brasure
sur les pistes

CarIctéristiques de soudabilité par brasage
Car

Contrainte de tension qui peut étre appliquée entre des
pistes paralleles d'espace minimal

ctéristiques de soudabilité par thermocompression

Rés|stance d'isolement dans les mémes conditions

Dimgnsions des trous de passage des connexions et leur
espacement par rapport au bord,du substrat

Adhgrence des pistes aprés.es procédés de
fabr|cation/vieillissement

Géométrie des plages de montage, dimensions,
toléjances de positiohnement pour chaque type de
comjposants rappgrtés, espacement par rapport aux autres
pistes

Dimgensions:des plages pour les thermocompressions ou
autrgs jinterconnexions

Espace’entre pistes sous les condensateurs pavés

Min.

Min.
Min.
Min

Max.
Max.

Min.
Min.

Min.

Min.

Min

Régles relatives au passage sous les conducteurs
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B.5 Design data and layout rules

Reference shall be made to the detailed rules in the design and layout of circuits. The manual
shall contain the following data as appropriate.

Characteristics Design limit(s) to be stated

a) Conductor tracks

Track width Min.

Track thickness Min. Max.
Spacing between parallel tracks Min.

Spgcing between track, bonding pad, terminal pad or any Min.

cofnbination thereof

Sprcing between any metallization and edge of substrate Min.

Tefminal pad dimensions Mim

Probe pad dimensions Min.

Cdnductor track resistivity Max.
Current density for each conductor material Max.
Track dissipation Max.

Anly requirements for solder build up of tracks
Solderability characteristics by brazing
Bondability characteristics

Voltage stress which can be applied between parallel tracks Max.
at minimum design spacing

Indulation resistance under same conditions Min.

Dimensions of lead-through holes and spacing of lead- Min.

thrpugh holes from edge of substrate
Track adhesion after processing/ageing Min.

Mqunting pad geometty,- dimensions, positional tolerances
forleach type of added:component, spacing from other tracks

Wire-bonding or other interconnecting pad dimensions Min.
Sprcing between tracks under chip capacitors Min.
Rules relating to underpassing conductors
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Caractéristiques

b) Isolement diélectrique et croisement, capacité

Recouvrement du diélectrique sur une piste conductrice

Epaisseur du diélectrique

Capacité du croisement (par unité de surface)

Distance du diélectrique par rapport au bord du substrat

Résistance d'isolement du diélectrique (par unité de

60748-22 © CEI:1997

Limite(s) de conception a donner

Min.
Min.

Min.
Min.

Max.

surfaee)

Ga
Ten

c) Rés

me des valeurs de capacité
Sions de claquage

stances

Gamme des valeurs des résistances

Coe
Diss

Pou
max

Pou
max

fficient de température de la résistance
ipation par unité de surface a température ambiante

centage de stabilité pour 1 000 h a la dissipation
male

centage de stabilité pour 1 000 h a la contrainte
male de tension

Caractéristique de bruit — lorsqu'un fonctionnement peu

bruy
Non
Pour le
Dim
Rap
Pour le
Equ
Pour to
Rec

Larg
simg

Dist

ant est demandé

Llinéarité (CEI 60440)

5 résistances rectangulaires

bnsions linéaires

bort d'aspect (longueur/largeur)

5 autres formes de résiStances

htions de conceptiorivavec limites si nécessaire

utes les résistances

eur de baSe de la piste d'un conducteur (résistance
le)

hnce-de la plage d'essai a I'extrémité de la résistance

== I
u

buvrement des, résistances sur les pistes conductrices

Min.
Min.

Min.

Min.
Min.

Min.
Min.

>
.
b

Mak.

Mak.

Esp

PN ol £
arrctetrprstetouactitt

Espace entre matériaux résistifs

Verr

e ou recouvrement de la protection

Pour chaque type d'ajustage

Reégles pour I'ajustage y compris les conditions limites

Tolérances absolues en fonction de la taille et de la valeur

ohm

ique apres ajustage si approprié

Tolérances d'appariement aprés ajustage

Tolérance sur le rapport des résistances aprés ajustage

E

Min.
Min.

Min.

Min.
Min.
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Characteristics Design limit(s) to be stated

b) Dielectric and crossover insulation, capacitance

Overlap of dielectric over conductor track Min.
Thickness of dielectric Min.
Capacitance of crossover (per unit area) Max.
Spacing of dielectric to edge of substrate Min.
Insulation resistance of dielectric (per unit area) Min.
Range of capacitance values Min. Max.
Voltage breakdown Min.
c) Resistors
Range of resistor values Min,. Max.
Temperature coefficient of resistance Max.
Diss|pation per unit area of stated surface at ambient temperature Max.
Perdentage of stability per 1 000 h at maximum dissipation Max.
Perdgentage of stability per 1 000 h at maximum voltage stress Max.
Noise data — where low noise performance is claimed Max.
Nonilinearity (IEC 60440) Max.
For rectangular resistors
Linepr dimensions Min. NMax.
Aspeéct ratio (length/width) Min. Max.
For othIr resistor profiles
Design rules with limits as necessary
For all resistors
Oveflap of resistor on conductor track Min.
Undisturbed conductor tiack width (for single resistor) Min.
Distance of probe pad from end of resistor Max.
Spaging from resistor to conductor track Min.
Spag¢ing between resistor material Min.
Glaze or(protection overlap Min.
For eagh'type of trimming

Rules for trimming including limiting conditions

Tolerance relating to size and ohmic value after trimming as Min.
appropriate

Matching tolerance after trimming Min.

Tracking tolerance after trimming Min.
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c) Résistances (suite)

Caractéristiques Limite(s) de conception a donner

S
— l'effet de la résistivité des matériaux de connexions,
particulierement pour des résistances de petites dimensions;

approprié, des données supplémentaires doivent étre données sur :

— la stabilité a haute tension;

— le bruit et les exigences de conception pour les
résistances faible bruit.

d) Verre et protection

Si approprié, on doit donner les exigences pour le verre et autre protection pour les éléments

du circtit.
e) Souglure et brasage

Si apprjoprié, on doit donner les exigences pour la composition des ‘matériaux utilisés
soudurg et le brasage soit par surimpression soit par dép6t a la setingue.

f) Enregistrement des masques
Donnégs des tolérances dimensionnelles pour I'enregistrement des masques.
g) Conjposants rapportés

Toldrances de positionnement des bornes du composant, Min.
fil ol autre connexion a la surface des plots de montage

Distance entre composants rapportés adjacents Min.
Distance entre le bord des composants fapportés et la Min.
surface des couches adjacentes

Distance entre le bord du composant et le bord du substrat Min.
Espace entre le circuit assemble, y compris les Min.

comjposants rapportés et l'intérieur du boftier
h) (Nom applicable aux substrats-porteurs)

pour la

Les méthodes de base-utilisées pour la fixation des substrats aux boftiers doivent étre établies

(par exepmple soudage“par eutectique, adhésif organique, etc.).

Les valeurs maximales pour les dimensions et la masse du substrat monté, porté pjar ses

fixations, doivént faire référence aux conditions limite des chocs thermiques, des

chocs

mécaniques,“vibrations, accélération, résistance thermique et (uniguement pour les Qoitiers

sans cavité)-humidité.

i Car ctérictinninc tharmiciine
acrerstgueotHeE T Hguts

Résistance thermique ou puissance dissipée de la Max.
combinaison substrat/boitier

Température et gradients de température Max.

Régles ou données relatives a la densité et a I'espacement
des éléments dissipant de la puissance tels que résistances
et redresseurs.

Régles ou données relatives a la densité et a I'espacement
des éléments de circuit dissipant de la puissance tels que
dispositifs a semiconducteurs, par rapport aux caracté-
ristiques thermiques de la combinaison substrat et bottier.

Les moyens pour établir que les valeurs limites d'un
composant, par exemple la température, ne sont pas
dépassées dans I'environnement substrat/botitier
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¢) Resistances (continued)

Characteristics Design limit(s) to be stated
Where appropriate, additional data shall be given on:

— the effect of resistivity of terminal materials particularly for
short profile resistors;

— high voltage stability;
— noise and design requirements for low-noise resistors.

Where the realization of the circuit pattern is by means other than
screen printing many of the above requirements shall apply and
shall bt given as appropriate.

d) Gl

Where [appropriate, the requirements for glaze and other protection
for circpit elements shall be stated.

ss and protection

e) Solder and braze

Where [appropriate, the requirements for solder and braze
compositions used either by overprinting or by syringe application
declared.

tern registration

Pogitional tolerances relating component tab, wire or other Min.
termination to the area of mounting pad

Distance between adjacent added companents Min.
Distance between edges of added components and adjacent Min.
film areas

Digtance between edge of component and edge of substrate Min.
Clg¢arance between assembled circuit, including added Min.

components and inside of package
h) (Not|for integral substrate‘packages)

The bapic methods used for attachment of substrates to packages shall be stated (for example
eutecti¢ bond, organic -bond, etc.).

Maximyim values<for the dimensions and mass of the substrate assembly carried |by the
attachment shalf be related to limiting conditions for thermal shock, mechanical | shock,
vibratign, acceleration, thermal resistance and (for non-cavity packages only) humidity.

1) Ther

aMharacteristics

Thermal resistance or power dissipation of substrate/package Max.
combinations

Temperature and temperature gradients Max.

Rules of data relating density and spacing of power dissipating
elements such as resistors and rectifiers

Rules or data relating density and spacing of power dissipating
circuit elements such as semiconductor devices with respect
to the thermal characteristics of substrate and package
combinations

Means of establishing that the maximum ratings of a
component, for example, temperature, are not being exceeded
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B.6 Diagrammes

El:1997

Le manuel doit comprendre au moins un diagramme détaillé montrant toutes les étapes de
fabrication et identifiant les spécifications d'approvisionnement, les spécifications des
procédés, les examens et les contrdles de la qualité, en référence a la documentation interne.

Le diagramme doit montrer la séquence compléte des événements et doit comprendre les
activités suivantes:

a) Vérification de la conception
Méthode permettant de vérifier si la conception et le tracé du circuit sont conformes aux

données de conception., aux régles de dessin et aux exigences du circuit. Il doit

égal

b) M
Prod

c) Mélange des encres

Prod

d) In
Obtg

Métlnode pour assurer l'inscription exacte des masques’€t des substrats.

Imp

ement référence aux essais de validation préalable des régles de conception.

asques
édures pour l'identification, le contrdle et le remplacement des masques.

édures pour obtenir, mélanger et contrdler les encres.

hpression et cuisson a haute température
bntion, préparation et contrdle des substrats avant impréssion.

ession de chaque modéle d'encre.

Exi

Exigences pour le controle des programmes dgcuisson.

Exi
Con

e) A
Prod
par

ajus|
f) Fi

Obtg
piéec

Exi

Exijences pour la fixation des connexions au substrat.

ences pour le séchage et le contréle de précuisson.

ences pour le verre et autre protection.
réle aprés cuisson.

ustage

édures d'ajustage et méthade pour assurer la conformité avec les régles de con
exemple les limitations_ dimensionnelles dans la région ajustée, ajustage fonc
fage par isolement.

xation des connexions

ention, préparation et contréle des nappes de fils de connexion, connexions ef
ps détachées si approprié.

ences)pour le contréle du préassemblage.

tre fait

eption,
tionnel,

autres

9) A
Exig

ssemblage
ences pour la protection initiale du substrat, par exemple le vernis.

Obtention, contrble, préparation, préformage et assemblage des composants rapportés
avant, pendant ou apres l'assemblage sur le substrat cuit.

1

) Pour les circuits intégrés a couches ou les éléments
Contrdle visuel externe

Contréle électrique conformément a la spécification particuliére correspondante

Exigences pour la fixation et l'interconnexion
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B.6 Fl

ow charts

The manual shall include one or more detailed flow charts showing all stages of manufacture
and identifying the procurement specifications, process specifications, inspection and quality

control

checks by reference to in-house documentation.

The flow charts shall show full sequence of events and shall include the following activities:

a) Design verification

Method checking that the circuit design and layout are in conformity with the design data,
layout rules and circuit requirements. The requirements for preproduction design verification

xample

trials_shall also be referenced.

b) Masks

Progedures for the identification, control and replacement of masks.

¢) Ipk blending

Progedures for issuing, blending and checking of inks.

d) Hrinting and firing

Issur, preparation and inspection of substrates prior to printing.

Metlhod of ensuring accurate registration of masks and sulistrates.

Prinfing of each ink pattern.

Requirements for drying and prefiring inspection.

Requirements for control of firing schedules.

Requirements for glass or other protection.

Post-firing inspection.

e) Resistor trimming

Trimiming procedures and methed of ensuring conformance with design rules for e
dimeénsional limitations in trimmed region, trimming to function, trimming by isolation.
f) Lead attachment

Issue, preparation andihspection of lead frames, terminations and other piece-parts, as
appiopriate.

Reqpirements forithe attachment of leads to substrates.

Reqpirementsyfor pre-assembly inspection.

g) Assembly

Reqluirements for initial substrate protection, for example, varnish

Issue, inspection, preparation, preforming and subassembly of added component prior to,
during, or after assembly on the fired substrate.

1

) For film integrated circuits or elements
External visual inspection
Electrical inspection in accordance with relevant detail specification
Requirements for attachment and interconnection
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2) Pour les résistances et condensateurs discrets

Contr6le visuel externe et électrique conformément aux mesures spécif
approprié

Exigences pour le formage des connexions
Exigences pour la fixation et l'interconnexion

3) Pour les condensateurs et les résistances pavés

iées si

Contréle visuel externe et électrique conformément a la spécification particuliére

Exigences pour la fixation et l'interconnexion

4) Pour les dispositifs discrets & semiconducteurs

h) E

Obt
emb

Prod
Con
Mar

Exiiences pour le contréle avant encapsulation.

Comrote visuet extere ST appropre

Contrdle électrique conformément a la spécification particuliére correspondantg
Exigences pour le formage des connexions

Exigences pour la fixation et l'interconnexion

Pour les pastilles de semiconducteurs non encapsulés

Contréle du pré-assemblage conformément aux exigences specifiées
Exigences pour le support ou le montage du sous-ensemble Si approprié
Contréle électrique conformément a la spécification partictliere correspondante
Fixation au substrat

Matériau des fils et procédé de fixation

Pour tous les types de composants rapportés
Exigences de contrdle aprés assemblage*du substrat assemblé avant I'encapst
Si approprié, exigences d'ajustage duCircuit aprés assemblage

Instructions pour la réparation concernant les conditions de récupération, de c
contréle, de réutilisation de substrats aprés le dépose des composants ra

suspects ou défectueux et le-nombre maximal de cycles de réparation dans
cas

ncapsulation finale

ases, des capots, des couvercles, des époxy, avant utilisation.
édé de sceltement.

réle aprés encapsulation.

Juage’et identification des connexions.

lation

bntrole,

de réutilisation des composants'¥apportés et/ou les conditions de récupérafion, de

pportés
chaque

ntion, préparation et contréle des matériaux d'encapsulation, des pré-formgs, des

i) Essai final

Exig

ences pour les essais d'acceptation des circuits finis.

Contrble final et emballage pour I'expédition.

j) Réparation

En complément, les organigrammes doivent indiquer ou la réparation a lieu et doivent
identifier les spécifications de contréle. Ces spécifications doivent étre conformes aux
exigences applicables et doivent indiquer le nombre maximal de cycles de réparation dans
chaque cas.
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2) For discrete capacitors and resistors

External visual and electrical inspection in accordance with specified measurements

as appropriate
Requirements for lead forming
Requirements for attachment and interconnection

3) For chip capacitors and resistors

External visual and electrical inspection in accordance with

specification
Requirements for attachment and interconnection

) For discrete semiconductor devices

detail

h) H
Req

Issue, preparatioh. and inspection of encapsulation materials, preforms, bases, caf

epo
Sea
Pos

External visual inspection as appropriate

Electrical inspection in accordance with relevant detail specification
Requirements for lead forming

Requirements for attachment and interconnection

For unencapsulated semiconductor dice

Pre-assembly inspection in accordance with specified requirements
Requirements for carrier or subassembly mounting, as.appropriate
Electrical inspection in accordance with relevant detail\specification
Attachment to substrate

Wire material and attachment process

For all types of added components

Requirements for post-assembly inspection of the assembled substrate

encapsulation
When appropriate, requirements for post-assembly circuit trimming

Rework instructions regarding. the conditions under which added components

brior to

may be

reclaimed, inspected and re~used, and/or the conditions under which substrates may

be reclaimed, inspected~and re-used after the removal of suspect or faulty
components and the maximum number of rework cycles in each case

inal sealing

Llirements for pre-encapsulation inspection

ies, priordo_use.
ing process.
-epcapsulation inspection.

Mar

ing"and lead identification.

added

s, lids,

i) Final test

Requirements for the acceptance testing of completed circuits.

Final inspection and packing for dispatch.

j) Rework

Additionally, the charts shall show where rework may take place and identify the controlling
specifications. These specifications shall conform to the applicable requirements and shall
state the maximum number of rework cycles in each case.
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